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(54) Kocfisystem mit einer KontaktwSrme (ibertragenden Elektro-Kochplatte 



(57) Es wird eine kontaktwdrmeubertragende Elek- 
trokochplatte (11) geschaffen, die aus einer nichtoxydi- 
schen Keramik, tnsbesondere Siliziumnitrid besteht. Ihr 
sehr dOnner KbchplattenkOrper (14) in Form einer 
Scheibe 1st in eine Einbaupiatte selbsttragend einge- 
baut. beispielsweise durch Klebung. und hat eine 
extrem ebene bzw. in ihrer Form an ein KochgefaiB 
angepa(3te Oberfldche. die einen so geringen Spalt zum 



Kochgefafl schafft, daB eine Ankopplung auch bei grO- 
Beren Leistungsdichten mit nur wenigen Grad Tempera- 
turdifferenz mOglich ist. Die Heizung (17) ist an der 
Unterseite des KochplattenkOrpers (14) ebenfalts in 
Kontakt oder unmittelbar m'rt dieser verbunden ange- 
bracht. 
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Beschreibung 

Derzeit sind drei Arten von Kochsystemen bekannt. 
die auf einer Platte stehende KbchgefdBe im wesentit- 
chen von unten erwdrmen. Dies sind aus GuGeisen 
bestehende Kbchplatten. die die Warme uberwiegend 
durch Warmekontakl auf die KochgefaBe ubertragen. 
Strahlungsheiz-Kochgerate, bei denen Strahlungsheiz- 
kOrper unterhalb einer Glaskeramikplatte angeorciiet 
sind. und Induktionskochplatten. die durch induktions- 
felder die Energie in den Kochtopfboden ubertragen. 
Die GuBkochplatten sind seit uber einem halben Jahr- 
hundert bewahrt und sind an Robustheit. Zuveriassig- 
keit und Vielseitigkeit der Steuerbarkeit kaum zu 
Qbertreffen. Aufgrund Ihres Werkstoffes haben sie 
jedoch relativ lange Anheizzeiten und, wenn man nur 
den Anheizbetriebbetrachtet. geringere Wirkungsgrade 
als die Strahiungsheizkdrper und die mit Induktion 
arbeitenden Systeme. 

Es sind schon Kbntakt-Elektrokochplatten aus 
Keranfiikmaterial vorgeschiagen worden, die bezuglich 
der Anheizzeiten und -wirkungsgrade die GuBkochplat- 
ten Qbertreffen. Sie haben sich aberinder Praxis bisher 
nicht durchsetzen kOnnen. So ist aus der DE-A-37 28 
466 eine Elektro-Kochplatte mit einem KochplattenkOr- 
per aus l\^etall oder Keramiken wie Siliziumnitrid 
bekannt die mittels eines Dickschicht-Wklerstandes 
beheizt wind. 

AUFGABE UND LOSUNG 

Aufgabe der Erfindung ist es. ein kontaktwdrme- 
ubertragendes Kochsystem mit Elektrokochplatten zu 
schaffen. das in Bezug auf Wirkungsgrade, Steuer- und 
Regelbarkert gegenQber bisherigen Kochsystemen ver- 
bessert ist. 

Diese Aufgabe wird durch die Anspruche 1 und 2 
gelOst 

Wenn die Kochplatte so eben ist, daB sie in einem 
Temperaturbereich zwischen der Raumtemperatur und 
ca. 500K. also im Bereich der Betriebstemperatur der 
Kochplatte, Qber den grOBten bzw. wesentlichsten Teil 
ihres Kbchbereiches weniger als 0.1 mm von einer idea- 
len Ebene abwek;ht, dann kann mit ebenfalls derart 
ebenen KochgefaBen gearbeitet werden. Sollte eine 
solche Ebenheit weder bei den KochgefaBen noch bei 
der Elektrokochplatte einzuhaiten sein, dann kOnnen 
die miteinander zusammenwirkenden Fiachen z.B. 
gleichmaBig gewOIbt sein. aber bzgl. ihres maximalen 
Abstandes voneinander die gleichen Bedingungen ein- 
hatten. Dabei kOnnten sie sich wahrend der Enwarmung 
sogar verformen, jedoch beide gleichsinnig und in glei- 
chem MaBe, wobei sie beispielsweise Kugel- bzw. 
Kugelkalottenfiachen biMen kOnnen. 

Durch diese MaBnahmen wird eine extrem gute 
Warmeubertragung sichergestellt, Sie fuhrt dazu, daB 
die Temperaturdifferenz zwischen der Oberfiache der 
Kochplatte und dem Kochtopfboden auch bei grOBeren 



Leistungsdichten sehr Wein werden kann. Die Elektro- 
kochplatte braucht dann nicht wesentlich warmer zu 
werden als das Kochgut, weil bisher bei kontaktwarme- 
ubertragenden Kochplatten der sich zwischen der 

5 Kochfiache der Elektrokochplatte und dem Kochtopfbo- 
den bildende Luft-Spatt die relativ hohe Temperaturdif- 
ferenz zwischen Elektrokochplatte und Kochgut 
bestimmte. Dagegen sind die hauptsachlich durch War- 
meleitung bestimmten Temperaturdifferenzen im Mate- 

10 rial von Elektrokochplatte und KochgefaB fast 
vernachiassigbar. Da bei den angegebenen angepaB- 
ten Gegebenheiten die Temperaturdifferenzen im even- 
tuell entstehenden "Mikrospalt" aufgrund seiner 
geringen SpaitgrOBe sehr gering werden und im 

15 Bereich weniger K liegen. besteht auch bzgl. der War- 
meubertragung kaum noch ein Unterschied zu dem 
wirklich kjealen Kontakt zwischen beiden Fiachen. 
Dadurch wird die warme auch sehr gleichmaBig von 
der Elektrokochplatte abgenommen und dem Kochge- 

20 faB zugefuhrt. Dies fuhrt einerseits dazu. daB die Koch- 
platte nicht mehr warmeverteilend sein muB und 
andererseits wird der Kochtopfboden sehr gleichmaBig 
enwarmt. so daB lokale Temperaturunterschiede, die zu 
einem uber die Fiache ungleichmaBigen Kochergebnis 

25 (Ansetzen) fuhren kOnnen, vermieden sind. 

Wegen der Tendenz extrem gut aneinander ange- 
paBter KOrper, infolge des "Mikrospaltes" aneinander zu 
"kleben". kann ein System von Mikro-Beluftungskana- 
len in den zusammenwirkenden Oberfiachen von Koch- 

30 gefaB und/oder KochplattenkOrper vorgesehen sein. 
Sie kOnnen sternfOrmig und/oder in Umfangsrichtung 
verlaufen. Die von ihnen eingenommenen Fiachenan- 
teile sind sehr gering, so daB sie die Gesamt-Warme- 
ubertragung kaum behindern, wenn die Ebenheit im 

35 ubenwiegenden Teil des Kochbereiches eingehalten 
wird. 

Als Werkstoff fur den Kochplattenkfirper ist nicht- 
oxkiische Keramik bevorzugt. und zwar insbesondere 
Siliziumnitrid (Si3N4). Dieses kann in Form einer 

40 Scheibe vorliegen. Dieses Material hat fur den Zweck 
hervonagende Eigenschaften und kann auch durch 
Additive eingefarbt werden. In reiner Form hat es eine 
fast welBe Farbe. 

Bei der Materialauswahl und der Gestaltung und 

45 Bemessung der Kochplatte soltten bestimmte Kriterlen 
eingehalten werden, die teilweise sehr wichtig sind. um 
das gewunschte Ergebnis zu erzielen. So sollte bei- 
spielsweise die Warmedurchgangszahl in der Koch- 
platte. namlich das Verhaitnis der Warmeleitfahigkeit 

50 zur durchschnittlichen Kochplattenkorperdicke im Koch- 
bereich Weiner als 20.000 wWk sein. vorzugsweise 
zwischen 6.000 und 12.000 W/m^K. Auch die Warme- 
leitfahigkeit des Kochplattenmaterials sollte in einem 
bestimmten Rahmen liegen und insbesondere nicht zu 

55 hoch sein. namlich zwischen 5 und 40 (vorzugsweise 8 
und 20) W/mK. Wahrend man denken sollte. fur derar- 
tige kontaktwarmeubertragende Systeme sei eine 
besonders hohe Warmeleitfahigkeit und Warmedurch- 
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gangszahl wichtig, wurde festgestellt. daO die angege- 
benen Werte besonders vorteilhaft sind. Bei einer zu 
guten Warmeleitfahigkeit wird die Warme namlich auch 
in der Kochplatte zur Seite bin abgeleitet, was Probleme 
beim Einbau. z.B. beim EinMeben der Kochplatte in eine 
Einbauplatte. machen kann. 

Diese Werte. die insbesondere mit Siiiziumcarbid 
zu erreichen sind, machen es fur bestimmte Zwecke 
sogar mdglich, eine durchgehende Herdplatte aus die- 
sem Material und mit den angegebenen Eigenschaften 
zu verwenden, unter der verschiedene voneinander 
gesonderte Heizzonen angeordnet sind. 

Die Warmeausdehnungszahl des Kochplattenma- 
terials sollte zwischen 2 und 6 x 10'^ [1/K] liegen. Die 
warmeausdehnungszahl hat einen EinfluB auf die 
Ebenheitder Platte. Infolge der geringen Temperaturdif- 
ferenzen zwischen Ober- und Unterseite des Kochplat- 
tenkdrpers sind jedoch die Dehnungsunterschiede. die 
zu einer ennrarmungsbedingten Krummung fuhren 
kOnnten, gering. 

Far ein energiesparendes und schnell regelbares 
Kbchsystem ist die Speicherenergie des Kochplatten- 
kOrpers von Bedeutung. Bezogen auf die installierte 
Leistung der Kochplatte sollte diese zwischen 7 und 
130 J/W, bevorzugt zwischen 10 und 50 J/W betragen. 
Insbesondere beim Anheizen wird dadurch nur geringe 
Energie benOtigt. um die Platte auf eine Arbeitstempe- 
ratur zu bringen, Auch hier spielt es aber eine wesentli- 
che Rdle. da6 der KbchplattenkOrper selbst keine so 
hohe Temperatur annehmen muB. um die Warme an 
das Kochgut weiterzugeben. 

Die Oberfiachenbelastung. d,h. die installierte Lei- 
stung je Fiacheneinheit des Kochbereiches. kann 
durchaus im Bereich von bisherrgen Hochleistungs- 
kochplatlen Gegen und zwischen 4 und 16 W/cm^ 
(bevorzugt 5 bis 7 War?) betragen. 

Bedeutsam fur das gesamte Kochsystem ist eine 
relativ geringe durchschnittliche Dicke des Kochplatten- 
kOrpers im Kochbereich. die zwischen 2 und 5 mm, 
bevorzugt ca. 3 mm betragen kann. In dieser Beziehung 
ist nichloxidische Keramik, und insbesondere Silizium- 
nitrid, sehr bevorzugt. weil die hervon-agenden mecha- 
nischen Eigenschaften dafur sorgen, daB auch bei so 
geringen Dicken die zu fordernden Eigenschaften bzgl. 
Ebenhett. Kratzfestigkeit etc. eingehallen werden. Es 
sind aber auch andere Materialien mOglich. die auf- 
grund Ihrer Eigenschaften die Einhaltung der zu for- 
dernden Bedingungen fur die Ebenheit ermOglichen. So 
kOnnte auch ein legierter Stahl mit einem hohen Nickel- 
anteil, z.B. 42 % Ni, venwendet werden. der im Tempe- 
raturbereich zwischen Raumtemperatur und 500 K eine 
lineare wanne-Ausdehnungszahl unter 12 x 10 ®t1/K]. 
vorzugsweise 4 bis 5 x 10*®[1/K], hat. Ein ahnlicher 
Stahl mit 36 % Ni ist unter dem Handelsnamen "INVAR" 
bekannt. 

Der Kochplattenk5rper sollte als eine an Ober- und 
Unterseite ebene Scheibe vorliegen, wobei an der 
Unterseite davon durchaus Abweichungen davon mdg- 



lich sind. wie spSter noch beschrieben werden wird. Die 
Oberseite des KochplattenkOrpers sollte jedoch minde- 
stens geschliffen sein. um die getorderte Ebenheit zu 
garantieren. Ldppen und Polieren der Oberfldche fuh- 
5 ren zusatzlich zu einer Verbesserung der thermischen 
Verhaitnisse. Zur Einhaltung der notigen Kratzfestigkeit 
sind Marten uber 1400 (HV 10 nach DIN 50133) bevor- 
zugt. 

Wichtig sind auch die elektrischen Eigenschaften. 

10 So wird ein spezifischer elektrischer Widerstand des 
Materials des KochplattenkOrpers uber 1 x 10^. vor- 
zugsweise uber 1x10^^ Ohm/cm angestrebt. Somit ist 
es mOglich. da 6 die Beheizung der Kochplatte durch 
unmittelbar auf die Unterseite des KochplattenkOrpers 

75 aufgebrachte Beheizungen. beispielsweise Dickschicht- 
beheizungen, erfolgen kann. Derartige Dickschichtbe- 
heizungen werden aus in Form einer aufgedruckten 
Paste erzeugten Schichten hergestellt. Es sind aber 
auch Dunnschichtwiderstande mOgiich. beispielsweise 

20 durch PVD- oder CVD-Verfahren aufgebrachte Wrder- 
standsschichten (physikalische bzw. chemische 
Abscheidung im Vakuum). 

Ferner kann erfolgreich mit Flammspritzverfahren 
gearbeitet werden. die auch mit Plasma arbeiten kOn- 

25 nen. Auf diese Weise kOnnte auch eine Zwischen- 
schicht aus einem als Haftvermittler und/oder 
elektrische Isolation dienenden Material, beispielsweise 
Aluminiumoxid {AI2O3) aufgespritzt werden. Eine elek- 
trische Isolation kann insbesondere wichtig sein. wenn 

30 eine elektrisch leitfahige Keramik. beispielsweise Silizi- 
umkarbid, verwendet wird. 

Es sind jedoch auch andere Heizungsarten mOg- 
lich, beispielsweise eine angedruckte oder angeklebte 
Folie, wobei in alien Fallen die eigentliche Heizleiterkon* 

35 tur durch Ausschnitte hergestellt werden kann (bei- 
spielsweise durch Laserbearbeitung, durch Erodieren. 
Atzen Oder Schleifen). Dabei ist eine Herstellung bevor- 
zugt, bei der der KochplattenkOrper an seiner Unter- 
seite entsprechend dem Verlauf der 

40 Heizwiderstandsbahnen profiliert ist, so daB die die 
Abstande bildenden Bereiche erhOht liegen. Danach 
wird das Heizwiderstandsmaterial ganzfiachig auf die 
Unterseite des KochplattenkOrpers aufgebracht und 
schlieBlich dieser so ubergeschliffen, daB das Material 

45 an den erhOht liegenden Stellen entfernt wird. 

Ais Heizwiderstdnde eignen sich auch insbesond- 
ere solche mit PTC-Charakleristik, d.h. mit ausgepragt 
positiver Temperaturcharakteristik ihres Widerstandes. 
Wegen der sehr massearmen und kaum warme-quer- 

50 leitenden Eigenschaften des KochplattenkOrpers ist es 
dabei vorteilhaft. wenn die Beheizung sich abschnitts- 
weise selbst abregein kann. Dies kann dadurch gesche- 
hen. daB der Heiz widerstand aus an ihrer Ober- und 
Unterseite elektrisch kontaktierten Heizwiderstands- 

55 schichten. -blOcken oder -piattchen gebildet ist. die 
PTC-Charakteristik haben, Sie werden also senkrecht 
zur Kbchplattenfiache vom Strom durchflossen. Bei 
Erreichen der Regeltemperatur verringern sie durch 
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Anstieg des Widerstandes ihre Leistung und halten 
somit die Temperatur konstant, wobei sie vorzugsweise 
auf eine der Maximaltemperatur der Elektro-Kochplatte 
errtsprechende Sprungtemperatur ihres Widerstandes 
eingestellt sind. 

Regelung und Steuerung einer solchen Hochlei- 
stungskochplatte kommt groSe Bedeutung 2u. Die 
Steuerung kann vorzugsweise durch eine Mehrtakt- 
schaltung. d.h. Parallel-. Einzel- und/oder Reihenschal- 
tung mehrerer Heizwiderstandsabschnitte erfolgen. 
wobei es bevorzugt ist. in einem Schaltbereich Weinerer 
Leistung eine Impuissteuerung zusdtzlich vorzusehen. 
d.h. eine Taktsteuerung mit unterschiedllchen relativen 
Einschaltdauern. 

Wegen der vorher schon geschilderten Gegeben- 
heiten sollte die Regelung nicht uber die gesamte Hoch- 
fldche summierend. sondern einzelne Bereich selektiv 
erfassend ausgebildet sein. So kann beispielsweise 
eine Fiacheniibenwachung mit NTC-Charakteristik der 
Temperaturbegrenzungs-Sensoren eingesetzt warden, 
z.B. eine Sensorschicht mit Durchschlagscharakteristik. 
Bei entsprechend schnell zugreifender Regelung 
kOnnte dabei der Heizleiter selbst eine der Kontakt- 
schichten der Sensorschicht bilden. 

Aufgrund der gerlngen Wdrmedurchgangswider- 
stande eriaubt eine Messung der Temperatur der Koch- 
platte einen unmittelbaren und unverzOgerten 
RuckschluB auf die Temperatur des Kochgutes. Es ist 
damit eine neuartige Steuerung des Kochvorganges 
durchfOhrbar. So kann beispielsweise schon beim 
AnkDchen eine kurzzeitige Abschaltung Oder Reduzie- 
rung der Heizfeistung erfolgen. wobei dann aus der 
Charakteristik der dann gemessenen Unstetigkeit im 
Temperaturverlauf auf den Grad der Ankopplung und 
andere Krrterien geschlossen werden kann, anhand 
derer dann der weitere Kbchvorgang geregelt cder 
gesteuert wird. Eine solche "Kontrollabschaltung" kann 
dann auch noch im weiteren Verlauf des Kochvorgan- 
ges mehrfach durchgefuhrt werden um den jeweiligen 
Zustand und Verlauf des Kochvorganges zu ermitteln. 

Der Einbau der Kochplatte in eine Kochnujlde, 
einen Kochherd und insbesondere eine dazugeh6rende 
Einbauplatte erfolgt vorzugsweise dadurch. da6 der 
KbchplattenkOrper selbsttragend in eine Ausnehmung 
einer Einbauplatte eingesetzt wird, z.B. die Offnung 
einer Hartglas- Oder Glaskeramikplatte Oder auch in 
eine Edel- bzw. emaillierte Stahlplatte. Auch andere 
Werkstoffe. z.B. Naturstein- Oder Kunststeinplatten sind 
geeignet. Ferner sind auch temperaturbestSndige 
Kunststoff- Oder kunststoffgebundene Flatten, ins- 
besondere mit hohen anorganischem Fullstoffanteil, 
einsetzbar, z.B, ein unter dem Handelsnamen "SIL- 
GRANIT* bisher fur Spulbecken venwendeter Werkstoff 
(Fa. BLANCO, Oberderdingen). 

Da es fur den Gebrauch der Kochplatte sinnvoll ist. 
sie nahezu ebenengleich mit der sie umgebenden Ein- 
bauplatte einzubauen und da auch Verspannungen von 
dem KochplattenkOrper femgehalten werden soliten. ist 



es sinnvoll, sie mit einem warmebestandlgen Kleber 
einzuWeben. Dabei sollte sie jedoch geringfugig Ciber 
der Oberfiache der Einbauplatte vorstehen. um sicher- 
zusteilen. da6 ein darauf stehendes KochgefdB auf der 
5 Hochf lache und nicht auf der Einbauplatte aufsteht. 

Bei der EinWebung ist ein kritischer Punkt die WSr- 
mebestandigkeit des Klebers. Hier hilft die relativ 
geringe Querleitung des KochplattenkOrpers und seine 
geringe Dicke mit, die Temperaturen an der Rand-Kle- 
10 bestelle gering zu halten. Es ist jedoch sinnvoll. fur eine 
gute Warmeableitung zur Einbauplatte Oder zu ande- 
ren, darunter liegenden Medien, beispielsweise einer 
Mulde Oder eines unteren Kochplattendeckels. zu sor- 
gen. Es sollte also in diesem Bereich eine Warme- 
rs brOcke gebildet werden, die auch in Form eines 
Auflageringes fQr den KochplattenkOrper ausgebildet 
sein kann. 

Vorzugsweise hat der KochplattenkCrper im Rand- 
bereich eine trichterfdrmige AnschrSgung und liegt in 

20 einer entsprechend ausgebildeten Offnung der Einbau- 
platte. Er kann, falls notwendig, von einem Auflagering 
abgestutzt sein, der zur Toleranzuberbruckung zwi- 
schen den zusammenwirkenden Fiachen der Einbau- 
platte und des KochplattenkOrpers dient und somit die 

25 genaue Lage der Ebenen von Kochplatte und Einbau- 
platte for die Klebung vorgibt. 

Die Heizung kann mit einer warmedSmmschicht 
unterlegt sein, wobei jedoch diese allenfalls eine StOtz- 
funktion hat. Im wesentlichen ist die Einbauplatte vor- 

30 teilhaft selbsttragend. 

Da die Kochplatte aufgrund ihrer vergleichsweise 
niedrigen Oberfldchentemperaturen und. im Gegensatz 
zu StrahlungsheizkOrpern, nicht vorhandenen sichtba- 
ren Eigenstrahlung ihren Beheizungszustand nicht 

35 selbst anzeigt, ist es sinnvoll, dafur besondere Mitt el 
vorzusehen. So kOnnte beispielsweise im die Elektro- 
kochplatte umgebenden Bereich der Einbauplatte eine 
im Betrieb beleuchtete Zone. z.B. eine umlaufende 
Ringzone vorgesehen sein. Sie konnte durch Ausneh- 

40 mung im Dekor einer Hartglas-Einbauplatte gebildet 
sein und auch Uchtleiteretemente. wie einen glasarti- 
gen Ring, enthalten. Auch ist eine mittets Dickschicht- 
technik bedruckte Folie denkbar. die 
elektrolumineszente Eigenschaften hat. 

45 Durch die Erfindung wird ein Kochsystem geschaf- 
fen, das mit extrem guten Wirkungsgraden arbeiten 
kann. Dies ist ein Ergebnis der sehr guten thermischen 
Ankopplung des Kochgefai5es und seines Inhaltes an 
die Beheizung mit gerlngen Temperaturdifferenzen zwl- 

50 schen diesen und der Tatsache. daf3 diese Beheizungs- 
art sehr masse- und speicherarm ist. Dies wirkt sich 
besonders in den Ankochwirkungsgraden aus. die bei 
der herkOmmlichen. aus Gu3eisen bestehenden Kon- 
takt-Kochplatte bei 60%. bei Glaskeramikstrahlungs- 

55 Hochsystemen bei 70%. bei Induktionskochstellen mit 
ihren hohen Anforderungen an Technik und Kochge- 
faBe bei 80% liegen. Mit dem Kochsystem nach der 
Erfindung sind aber Ankochwirkungsgrade um 90% 
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erreichbar. Ein weiterer gro8er Vorteil sind die geringen 
maximalen Temperaturen an Kbchplatte und Behei- 
2ung, die nur wenig uber den Temperaturen des Koch- 
gutes liegen. Beim Kochen wassertiattiger Speisen 
liegen si'e also nicht viel uber lOO^'C. wdhrend sie auch 
zum Braten oder Frittieren In siedendem Ol normaler- 
weise nicht uber 350'C kommen. 

Diese und wertere Merkmale gehen auBer aus den 
Anspruchen auch aus der Beschreibung und den Zeich- 
nungen hervor, wobei die einzetnen Merkmale jeweils 
fur sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkom- 
binationen bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung 
und auf anderen Gebieten venA^irkiicht sein und vorteil- 
hafte sowie fur sich schutzfahige Ausfuhrungen darstel- 
len kdnnen. fQr die hier Schutz beansprucht wind. Die 
Untertellung der Anmeldung in einzelne Abschnitte 
sowie Zwischen-Uberschriften beschrSnken die unter 
diesen gemachten Aussagen nicht in ihrer Allgemein- 
gultigkeit. 

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den 
Zeichnungen dargesteitt und wird im Folgenden naher 
eriautert. In den Zeichnungen zeigen: 



Rg.1 



Fig. 2 



Fig. 3 



Fig. 4 



Fig. 5 



ng.6 



Rg.7 



Rg.8 



eine schematische Seiten- 
ansicht einer in eine Einbau- 
platte eingebauten 
Elektrokochplatte, 

eine schematische Ansicht 
ihrer Beheizung und Ihre 
Temperaturfuhler, 

ein schematisches Schalt- 
bikl, 

eine Detail-Urrteransicht 
eines anderen Beheizungs- 
und Sensorschemas, 

schematische (und stark 
uberhOhte) Darsteilung einer 
Elektrokochplatte und eines 
KbchgefdSes im vertikalen 
Schnitt. 

ein stark vergrOBerter sche- 
matischer Schnitt eines 
KbchplattenkOrpers mit 
Beheizung, 

einen Schnitt durch einen 
HochplattenkOrper und 
seine Beheizung. 

eine entsprechende sche- 



5 Fig, 9 bis 17. 19u.20 
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Fig. 24 bis 29: 
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matische Darsteilung von 
KochplattenkOrperbehei- 
zung und -regelung. 

verschiedene Einbaualterna- 
tiven der Kochplatte in einer 
Einbauplatte im vertikalen 
Detailschnitt. 

eine perspeklivische Ansicht 
eines in Fig. 17 gezeigten 
Einbauringes, 

je eine in eine Einbauplatte 
eingebaute t^hmutde mit 
Einbauplatte und je zwei 
Elektrokochplatten. 

eine schematische Darstei- 
lung des Temperaturverlau- 
fes an einer Kochplatte bei 
einer besonderen Rege* 
lungs- bzw. Temperaturuber- 
wachungsfunktion, 

schematische Ansichten der 
Beheizung. und 

ein stark vergrOBertes Detail 
des l^chplattenkdrpers und 
seiner Beheizung. 



BESCHREIBUNG DES AUSFOHRUNGSBEISPIELS 

Rg. 1 zeigt ein Kochsystem mit einer Elektrokoch- 
platte 1 1 , von denen eine oder mehrere in eine Einbau- 
platte 12 eines Elektroherdes. einer Elektrokochmulde 
0. dgl. eingebaut sind. Diese kann wiederum in eine 
Arbeitsplatte 13 (Rguren 21. 22) eines KuchenmObels 
o, dgl. eingesetzt sein. 

Wesentlicher Bestandteil der Elektrokochplatte ist 
ein KochplattenkOrper 14. Er besteht aus einer meist 
kreisfOrmigen (Fig. 2) Scheibe aus nichtoxydischer 
KeramiK vorzugsweise aus gesintertem Siliziumnitrid 
(Si3N4). Andere Werkstoffe sind mOglich. sofern die vor- 
stehend und teilweise auch im folgenden nsher eriau- 
terten mechanischen, thermischen und elektrischen 
Eigenschaften eingehalten werden kOnnen. Die Dicke 
der Platte sollte eine Dicke zwischen 2 mm und 4 mm 
betragen. 

Am AuBenrand 15 ist der scheibenfOrmige Koch- 
plattenkOrper 14 konisch ausgebildet. und zwar sich 
nach unten verjungend. Dieser konische AuBenrand 1 5 
ist passend zu einem entsprechenden konischen Off- 
nungsrand 16 der Einbauplatte 12 gestaltet. Die Einzel- 
heiten des Eint)aus werden spSter anhand der Figuren 
9bis16n5her erl^utert. 

An der Unterseite des Kochplattenkorpers ist eine 
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Heizung 17 in Form eleklrischer Widerstands-Heizele- 
mente angeordnet, die anhand der Figuren 2 bis 8 noch 
eriautert wird. Sie ist von einer warmedammung 18, 
z.B. aus einer "Tablette" aus leicht verpreBtem pyroge- 
nen Kieselsaure-Aerogel, unterlegt, die in einer aus 
Blech bestehenden TrSgerschale 19 liegt. Sie wird 
anhand der Figuren 15 und 16 noch beschrieben. Im 
Ausfuhrungsbeispiel der Figur 1 ist sie zweiteilig aus 
einem unnlaufenden Ring 20 und einem unteren Boden- 
abschnrtt 21 gebildet. Die Tragerschale 19 trdgt nur die 
Warmedammung, da der Kbchplattenl<6rper 14 selbst- 
tragend in die Einbauplatte 12 eingesetzt ist 

Der von der Heizung 17 beheizte Koch- oder 
Arbeitsbereich 22 des KbchplattenkOrpers 14 reicht bis 
auf einen eine thermische fsolierstrecke bildenden 
Abstand an den AuBenrand 15 heran. Im uberwiegen- 
den Teil dieses Bereiches. vorzugsweise uber die 
gesamte obere Kbchfiache 23 der Elektrokocfplatte ist 
der Kochplattenkdrper extrem eben. Sowohl in der 
Makrowie in der Mikro-Unebenheit, d.h. in der groBrdu* 
migen Welligkeit und in der Rauhigkeit, weichtdie Ober- 
fiache 23 nicht mehr als 0.1 mm. vorzugsweise sogar 
nicht mehr als 0.05 mm. von einer idealen Ebene ab. Zu 
diesem Zweck ist die Obeif lache des KochplattenkOr- 
pers eben geschliffen oder auf andere Weise obeifia- 
chenbearbeitet. 

Die gleichen Voraussetzungen gelten fOr die untere 
Fiache 24 eines daraufstehenden KochgefaBes 25. so 
daB der naturlich stets vorhandene Mikrospalt 26 zwi- 
schen den Fidchen 23 und 24 sich im Bereich zwischen 
0 mm und hOchstens 0.2 mm bewegt. Vor allem wird 
aberdlese Ebenheitsbedingung nicht nur bei Raunrrtem- 
peratur. sondern in einem Bereich zwischen dieser und 
ca. 500 K. vorzugsweise sogar bis 600 K. eingehalten. 
so daB im gesamten Arbeits-Temperaturbereich der 
Kbchplatte diese minimale Spaltdicke gilt 

Bei bisherigen Kbchplatten und den darauf verwen- 
deten Kbchgeschirren wurden diese Werte bei weitem 
uberschritten. Vor allem anderte sich die Makrogestalt 
der Kochfiache im Arbeitstemperaturbereich durch 
unterschiedliche Warmedehnungen, und zwar auch 
abhangig von den Bedingungen der Wdrmezufuhr und - 
abnahme. d.h. der Kuhlung der Oberfiache. Da trotz 
des Versuches, im kalten Zustand ebene Kochfiachen 
zu schaffen. dies nicht eingehalten werden konnte und 
sich auch im Betrieb dauernd anderte, wurden seibst 
aufgrund bestehender Normen die unteren Rachen der 
KochgefaBe bewuBt konkav ausgefuhrt. damit wenig- 
stens am AuBenrand dieser Spalt kieiner wurde und 
das KbchgefaB auf der Kbchplatte nicht Idppein' 
konnte. 

Durch die Einhaltung der extremen Ebenheit und 
Anpassung an die zugehOrige Rdche 24 des Kochgefa- 
Bes werden die Tenperaturunterschiede zwischen der 
in direktem Warmekontakl mit der unteren Fiache 27 
des Kbchpiattenkdrpers stehenden Heizung 17 und 
dem Inneren des KbchgefdBes und damit dem Kochgut 
sehr gering. Sie betragen nur wenige K. Dieser 



gesamte Temperaturunterschied, der folgende Uber- 
gangs- bzw. Durchgangswerte beinhattet: Warmeuber- 
gangheizung/KochplattenkOrper. Warmeleitung im 
KochplattenkOrper, Warmedurchgang durch den Mikro- 

5 spalt 26 sowie Warmeleitung im Kochtopfboden, kann 
unter 50 K. vorzugsweise unter 30 K liegen und unter- 
scheidet sich damit um eine GrCBenordnung von den 
Werten bisheriger Kochplatten. Diese gering en Tempe- 
raturdifferenzen tragen auch dazu bei. daB die sie 

10 bewirkenden Bedingungen, d.h. Ebenheit unter alien 
Temperaturbedingungen etc. dauerhaft eingehalten 
werden. Es ware auch mdglich. durch eine der Tempe- 
raturschlchtung entgegenwirkende Materialbeeinflus- 
sung und/oder unterschiedliche Werkstotfschichtung 

15 eine "Anti- Bimetal!- Wirkung" im KochplattenkOrper 
und/oder im l^chgefaBboden zu schaffen. indem die 
warmeren Fiachen geringer warmedehnend ausgefOhrt 
werden. 

Das KochgefaB 25 ist in Fig. 1 in der ubiichen GrO- 

20 Benrelation gezeigt, d.h. entsprechend bisherigen Emp- 
fehlungen in der GrOBe der unteren Fiache 24 etwas 
grOBer als der AuBendurchmesser des KochplattenkOr- 
pers. Die untere FlSche des Kochtopfbodens stehl 
daher nach oben etwas iiber die obere Fiache 28 der 

25 Einbauplatte uber. Dieser Uberstand der Kochfiache 23 
Ober die Einbauplatte sollte zwar mOglichst gering seln. 
beispielsweise in der GrOBenordnung von 0,5 mm bis 1 
mm. jedoch sollte dieser Wert mit Sicherheit eingehal- 
ten sein, damit nicht der Mikrospalt 26 durch ein Aufste- 

30 hen des KochgefaBes auf der Einbauplatte unzuiassig 
vergrOBert wird. 

Aufgrund der extrem guten warmeubertragung und 
der Ebenheit ist es allerdings kaum nOtig. daB das 
KochgefaB seitlich uber die Kochfiache ubersteht. Es ist 

35 sogar vorteilhaft, wenn das KochgefaB im Durchmesser 
etwas kieiner ist ais die Kbchfiache (in Fig. 1 strichpunk- 
tier! angedeutet). well dadurch das KochgefaB keine 
Warmebrucke zwischen der beheizten Fiache (Kochbe- 
reich 22) und dem AuBenrand 15 des KochplattenkOr- 

40 pers 14bildet. 

Der KochplattenkOrper besteht uberwiegend aus 
Siliziumnitrid (Si3N4), das jedoch durch gewollte 
Zusatze Oder auch durch ungewollte Verunreinigungen 
unterschiedliche Eigenschaften haben kann. Wahrend 

45 das Material in reiner Form hellgrau bis gelblich weiB 
Ist, kann es in weniger reiner Form auch recht dunkel 
erscheinen. Vorzugsweise kann es aber auch durch 
entsprechende Fart)additive in unterschiedlichen Far- 
ben, beispielsweise grun oder rotbraun, eingefarbt wer- 

so den. Dies erhOht die Attraktivitat in einem so sehr vom 
Design bestimmten Gebiet wie dem des Kuchenbaus. 

Das Siliziumnitrid kann Additive enthaiten. die der 
Platte besondere mechanische. thermische. elektrlsche 
und/oder optische Eigenschaften verieihen, Wenn die 

55 /Additive geringe optische Wirkung haben sollen, kOn- 
nen sie einzeln oder aus einer Kombination von minde- 
stens zwei der folgenden Substanzen bestehen: 
Ytlriumoxid und andere Oxide der Seltenen Erden. Alu- 
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miniumnrtrid, Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Calcium- 
oxid einzeln oder als Verbindung untereinander 

Besonders vorteilhaft fOr das Gesamtbild der Koch< 
platte ist die Mdglichkeit den KbchplattenkOrper farbig 
zu gestalten. Wenn einer Siliziumnitrid-Keramik als 
Additiv Siliziumcarbid in einem Gewichtsanteil von 2 % 
bis 50 % hinzugefugt wird. kann man GruntOne erzeu- 
gen; Tltannitrid und/oder Trtancarbid und/oder Trtancar- 
bonnitrid in einem Gewichtsanteil von 2 % bis 30 % 
ergibt Braun/GoldtOne: Zirkonnitrid in einem Gewichts- 
anteil von 1 % bis 10 % Gelbt6ne. wahrend silizidbil- 
dende Obergangsmetalle (z.B. Fe, Cr. Ni, Mo. W. Co) 
einzeln oder in Verbindung oder Gemtschen in einem 
Gewichtsanteil von 0.2 % bis 20 % SchwarztOne 
erzeugt. Kombinationen der Additive kOnnen zur Erzeu- 
gung von ZwischentOnen (Farbstufen) eingesetzt wer- 
den. Ein hochreines Siliziumnitrid ist hellgrau bis 
gelblich wei3. 

Die Platte wird durch Sintern hergestellt und an 
ihrer Bodenfldche eben geschliffen und/oder durch 
andere Feinbearbeitungsverfahren wie Uppen o. dgl. 
auf die nOtige Obeif lachenbeschaffenheit gebracht. 

Bezuglich der technischen Eigenschaften sollten 
lolgende Charakteristika beachtet warden: 

Die Wdrmeleitfahigkert des Kochplattenmaterials 
soilte zwischen 5 und 40, vorzugsweise zwischen 8 und 
20 W/mK betragen. Da die Mikro-Ebenheit sich durch 
Verkratzung etc. zu Ungunsten der Warmeubertragung 
verdndern kOnnte. sollte die Oberfldche des Kbchplat- 
tenkOrpers mOgfichst kratzfest sein. Dazu sollte die 
Harte uber 1400 (HV 10 nach DIN 50133) betragen. Zur 
Mikro-Ebenheit ist zu bemerken, daB sich die fur die 
Funktion wesentlichen Werte auf Durchschnitts-Rau- 
higkeitswerte beziehen. Einzelne tiefere Riefen beein- 
trachtigen jeden^ls die WarmeObertragung viel 
weniger als vlele wenlger tiefe Vertieaingen oder gar ein 
hochstehender Grat Insofern ist fur das Kochplatten- 
material auch wichtig. daB es eine geringere Duktilitat 
hat als Metalle es ublichenweise haben. well dadurch 
bei einem Kratzer eine GratbikJung entfailt 

Der spezifische elektrische Wklerstand des Materi- 
als des KochplattenkOrpers sollte uber 1x10^, vorzugs- 
weise uber ca. 1x10^^ Ohm/cm betragen. Dieser Wert, 
der au8er von dem Grundmaterial auch von Beimen- 
gungen beeinfluSt wird. sollte so hoch iiegen. damit die 
Heizung unmrttelbar auf die untere Fiache 27 des Koch- 
plattenkfirpers 14 aufgebracht werden kann. ohne daB 
eine Isolierschicht zwischenzuschalten ist. Dies ist aber 
ebenfalls mOglich. beispielsweise durch Flammspritzen 
von Aluminiumoxid auf die Unterseite. Bei entspre- 
chend geringer Schichtdicke ist die Beeintrachtigung 
des Warmedurchganges gerlng. AuBerdem kann diese 
Schicht als Haftvernrtittler fur die Anbrlngung der Hei- 
zung dienen. 

Die Warmeausdehnungszahl des l^cfplattenma- 
terials sollte zwischen 2 und 6 x 10'^ [1/K] betragen. 

AuBer den reinen Materialeigenschaften spielen 
auch Charakteristika eine groBe Rolle. die sich aus der 



Kombination von Materialwerten und entsprechenden 
Abmessungen bzw. Leistungswerten ergeben. Wichtig 
ist die Warmedurchgangszahl in der Kochplatte (unter 
Ausklammerung der Warmeubergangs-Widerstande an 

5 beiden Seitenfiachen des KbchplattenkOrpers). Sie 
ergibt sich aus dem Verhaitnis der Warmeleitfahigkeit 
(Lamda) zur durchschnittlichen KochplattenkOrperdicke 
(d) im Kochbereich. Hier ist ein Wert unter 20. 000 
W/m^K gunstig. damit die die Warme zum Kochplatten- 

io rand hin ableitende Warmeleitung in der Kochplatte 
begrenzt bleibt, wahrend durch die geringe Dicke des 
KbchplattenkOrpers der Warmedurchgang in Hauptwar- 
mefluBrichtung, d.h. zwischen den beiden Fiachen 24 
und 27 ausreichend hoch ist. 

15 Bel der Bemessung der installierten Leistung der 
Heizung ist folgendes zu berucksichtigen: 

Die Speicherenergie des Kochplattenk6rpers sollte 
sehr gering sein. Sie liegt zwischen 7 und 130 J/W. 
bevorzugt bei 10 bis 50 J/W. Dies garantiert schnelle 

20 Aufheizung und gute Anheizwirkungsgrade bei erhaite- 
nen RegelmOglichkeiten. Die Oberfiachenbelastung 
kann der ublicher Kochplatten entsprechend und zwi- 
schen 4 und 16 W/cm^ (5 bis 7 W/cm^) betragen. 
Rgur 2 zeigt eine Ansicht des KochplattenkOrpers 

25 1 4 von unten. Man erkennt in dOnnen Bahnen mehoArin- 
dig spiralfOrmig aufgebrachte Heizleiterbahnen 29 mit 
AnschluBfiachen 30. an denen beispielsweise durch 
mechanische Kontaktierung, SchweiOen (z.B. mittels 
Ultraschall) Oder LOtung AnschluBdrahte angebracht 

30 sein kOnnen. Die Heizleiterbahnen 31. 32. 33. die in 
jeweils drei zueinander parallelen Bahnen sechs bis 
sieben Spiralwindungen machen, liegen so eng. daB 
selbst bei Einschaltung nur einer oder einlge dieser 
Bahnen eine gleichmaBige Beheizung moglich ist. Sie 

35 sind in Form von Dickschichtwklerstanden direkt auf die 
Unterseite des Kochplattenk()rpers aufgebracht. indem 
das entsprechende Muster mit einer Dickschichtpaste 
aufgedruckt wird und dann durch Warmebehandlung 
der Heizleiter verfestigt wird. Aufgrund der Anschiiisse 

40 ist die in Fig, 3 gezeigte Schaltung mCglich, bei der die 
einzelnen Heizleiterabschnitte 31 , 32. 33 in einer ansich 
bekannten Sieben-Takt-Schaltung, z.B. mit einem Nok- 
kenschalter 34 oder auch elektronisch in einzelnen 
Schaltkombinationen geschaltet werden kOnnen, urn 

45 zwischen einer hOchsten Leistungsstufe (alle drei Heiz- 
leiter parallel) bis zu einer Meinsten Heizstufe (alle Heiz- 
leiter in Reihe) in den unterschiedlichen Kombinationen 
von Parallel-. Einzel- und Reihenschaltung sechs ver- 
schiedene Leistungsstufen hervorzubringen. In der 

so untersten Leistungsstufe (Heizleiter 31 bis 33 in Reihe) 
kann zusatzlich Qber einen Vorsatzschalter 35 ein tak- 
tendes Leistungssteuergerat eingeschaltet werden. das 
noch geringere Leistungen durch unterschiedliche rela- 
tive Einschaltdauern der taktenden Leistungszufuhr 

55 ermOglicht. Wird eine Vollwellen-lmpulspaketstreue- 
rung verwendet. kann die Heizung aus einem einzigen 
Widerstand bestehen. 

Fig. 1 zeigt am Rand des KochplattenkOrpers Tern- 
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peratursensoren 37, die in gleicher Weise mittels Dick- 
schichttechnik aufgedruckt sind. Sie Oberwachen dort 
den wegen des Einbaus temperaturkritischen Rancbe- 
reich. Sie sollten, wie alle Temperaturuberwachungsor- 
gane der Kbchplatte. nicht summierend geschaitet sein. $ 
sondern ihre Uberwacherfunktion schon dann auslO- 
sen, wenn ein einzelner von ihnen seine Abschalttem- 
peratur en-elcht. Es ist daher in Fig. 3 angedeutet. da(J 
der von Ihnen bediente Tenperaturbegrenzer 37 jeweils 
einzeln m\ ihnen in Verbindung steht und bei einem io 
Ansprechen die gesamte Heizung abschaltet. 

Fig, 4 zeigt ein anderes Heizleitermuster. Dort sind 
die Helzleiter 29 in Form einer runden Zick-Zack-Linie 
gelegt. In den nach auBen offenen Bereichen zwischen 
den Heizldtern 29 sind Sensorbahnen 37 angeordnet is 

Anhand von Fig. 1 wurde beschrieben, daf5 bei der 
dort gezeigten Ausfuhrung die KochflSche 23 extrem 
eben ist. Rg. 5 zeigt, in zur Veranschaulichung starker 
OberhOhung. eine Ausfuhrui^, bei der die Kochfidche 
23 des KbchplattenkOrpers 14 in Form einer Kugelka- so 
lotte ballig (konvex) nach oben gewOlbt ist. Bei einer sol- 
Chen AusfOhrung ist es notwendig, da8 die untere 
Rache 24 des Kochtopfbodens 39 die entsprechende 
Gestalt hat, d.h. in diesem Falle in gleicher Weise kon- 
kav gewdlbt ist. Auch hierfur sind die fOr die Ebenheit zs 
aufgestellten Voraussetzungen einzuhalten, d.h. der 
Mikrospalt 26 zwischen den Fiachen 23 und 24 sollte im 
Arbeitsbereich der Kochplattentemperatur nicht uber 
0,1 mm ansteigea Der KochplattenkOrper 14 kann, wie 
gezeigt. schwach linsenfdrmig. so daB er eine ebene so 
Unterseite behait. oder auch an der Unterseite entspre- 
chend gewOlbt sein. 

Der Boden des KochplattenkOrpers kann bei der 
Ausfuhrung nach Fig. 1 und 5 ebenfalls aus einer nicht 
oxydischen Keramik bestehen. Grundsdtzlich sind hier 35 
jedoch keine Einschrdnkungen bzgl. der Materialwahl 
zu treffen. sofern die geforderten Ebenheits-Kriterien 
erfullt sind. 

Rg. 6 zeigt in starker VergrOIBerung einen vertika- 
len Schnitt durch einen KochplattenkOrper 14. Bei ihm 40 
sind, ebenso wie in Rg. 5. die an den Rand 15 angren- 
zenden Bereiche mit einem abgeschrdgten Obergang 
versehen. urn so trotz des geringen Oberstande C&er 
der Oberfiache 28 der Einbauplatte 12 ein mOglichst 
proWemloses "Uberschieben" des KochgefaQes 25 auf 45 
die und von der Kbchf lache zu ennOgllchen. Abgesehen 
von der AbschrSgung 40 ist die Oberseite 23 der Koch- 
fiache eben. Die Unterseite ist im wesentlichen auch 
eben. hat jedoch ein bei der Herstellung erzeugtes Pro- 
f il 41 . Es enthait vertieft das Muster der Heizungsverle- 50 
gung, z.B. entsprechend dem in Rg. 2 gezeigten 
Muster. Zwischen diesen Vertiefungen 42 sind nach 
unten vorsprlngende Erhebungen oder Stege 43 ausge- 
bildet. 

Zur Herstellung der Heizung 1 7 wind die Unterseite S5 
ganzfiachig mit einem Heizleitermaterial beschichtet 
Dies kann beispielsweise durch Rammspritzen bzw. 
Plasmaspritzen erfoigen. Mit diesem Verlahren kann 



man relativ kostengunstig und bei grol3er Materialaus- 
wahlmOglichkeit Heizwiderstandsmaterialen aufbrin- 
gen. Es ist nur schwierig, beim Rammspritzen seitiich 
scharf begrenzte Profile herzustellen. Bei der in Fig. 6 
gezeigten Herstellungsweise kann jedoch die Beschich- 
tung ganzfiachig erfoigen. wobel durch die senkrecht 
zur Unterseite 27 erfolgende Spritzrichtung ohnehin die 
horizontalen Fiachen bevorzugt beschichtet werden. 

Danach wird die Unterseite 27 des KochplattenkOr- 
pers 14 Obergeschliffen. und zwar soweit. daB das auf 
den Stegen 43 abgelagerte Heizleitermaterial abgetra- 
gen wird. Es verbleiben dann lediglich die Heizleitertjah- 
nen 29 in den jeweiligen Vertiefungen 41 und bilden 
somit das gewunschte Heizleitermuster bzw. -prof il. 

Rg. 6 zeigt ferner Beluftungskanaie 1 10. die in der 
Oberfiache 23 vorgesehen sind. Sie bilden ein System 
von sehr schmaien Kanaien. die radial und in Umfangs- 
richtung verlaufen und dafur sorgen, daf3 die ebenen 
Fiachen 23, 24 nicht infolge Sogwirkung so aneinander 
haften, daB der Topf Kaum abnehmbar ist. Ein BelOf- 
tungskanalsystem kann auch in der Fiache 24, d.h. im 
Kochtopfboden, vorgesehen sein. Das BelCiftungskanal- 
System kann auch Bohrungen oder Offnungen enthal- 
ten. die den KbchplattenkOrper 14 und/oder. wenn das 
aus Dichtheitsgrunden mdglich ist, den KochgefaBbo- 
den ganz oder teilweise durcfxJringen. 

Rg, 7 zeigt in schematischer Darstellung die Hei- 
zung 17 eines KochplattenkOrpers 14. bei der die Hei- 
zung aus einzelnen BlOcken 29a aus einem 
Heizleitermaterial mit PTC-Charakteristik besteht. Ein 
solches Material ist beispielsweise Bariumtitanat. Die 
Piattchen 29a sind zwischen zwei Kontaktierungsfolien 
44 eingelegt, von denen die eine sich an der Unterseite 
27 des HochplattenkOrpers abstutzt und die andere von 
der Warmedammung 18 angedruckt wird. Es ist auch 
mOglich. diese Kontaktierungsfolien mit dem Kochplat- 
tenkOrper und/oder den Heizleiterpiattchen 29a auf 
andere Weise zu verbinden, beispielsweise durch war- 
mebestandigen und ggf. elektrisch leitenden Kleber. 

Aufgrund der positiven TemperaturcharaKteristik 
des Widerstandes (PTC), die die Piattchen 29 haben. 
flieBt dort ein leistungsentsprechender Strom von der 
einen zur anderen Kontaktierungsfolie 44 nur so lange. 
bis die fur die Sprungcharakteristik des gewahften PTC- 
Materials typische Temperatur erreicht ist. namlich die 
durch die Materialeigenschaften des PTC-Materials 
bestimmten Begrenzungstemperatur. Bei ihr erfolgt ein 
sprunghafter Anstieg des elektrischen Widerstandes. 
Diese Art der Beheizung hat den Vorteil. daB sie ohne 
jeden gesonderten Temperaturfuhler oder entspre- 
chende BegrenzungsmaBnahmen Tenperaturuber- 
schreitungen verhindert. und zwar punktuell an den 
Stellen, an denen eine Uberhitzung auftreten wOrde. 
Sie sichern also die Kochplatte nicht nur gegen gene- 
reile Uberhitzung. sondern auch gegen "heiBe Rek- 
ken", beispielsweise bei einem versehentlich 
verschoben aufgesetzten Topf. 

Rg. 8 zeigt eine Ausfuhrung. bei der der Kochplat- 
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tenkOrper 14 mit einer in beliebiger Weise. beispiels- 
weise In Dickschichttechnik nach Fig. 1, aufgebrachten 
Heizung 17 versehen ist Ein Temperatursensor 37a 
wird dadurch erzeugt, daQ die Heizleiterbahnen 29 und 
auch die dazwischen liegenden. sie trennenden 
Abschnitte mit einer bei Raumtemperatur isolierenden 
Sensor-Zwischenschicht 45 Oberdeckt sind, z.B. aus 
einer Glasschmeize Oder einer Polyimidfolie (Kapton). 
Diese Materiaiien haben eine NTC-Charakteristik. also 
einen bei einer bestimnnten Temperatur sprunghaft 
abnehmenden elektrischen Widerstand. somit eine Art 
"Durchbruchs-Charaklerlstik". 

Unterhalb dieser Sensor-Schlcht 45 ist eine Sen- 
sor-Kontaktschicht 46, beispielsweise eine dOnne 
Metallschlcht aufgebracht 

Unabhangig von dem elektrischen Leistungsan- 
schluB 46 der Heizung 17 und in einem anderen Strom- 
kreis wird eine ggl hochfrequente Sensorspannung 
zwischen den Hazleiterbahnen 29 und der Sensorkon- 
taktschicht 46 angelegt. Bei einer Oberhitzung failt der 
Widerstand der Sensorzwischenschicht 45 sprunghaft 
und durch den damit entstehenden SchluB zwischen 
Heizleiterbahn 29 und Kontaktschicht 37a kann ein 
angeschlossener Tenrperaturbegrenzer 38 eine Ober- 
hitzung feststellen und die Heizung abschalten. Dies 
mulB allerdings sehr kurzfristig geschehen, da anderen- 
falls uber mehrere "Durchbruche" sonst ein KurzschluB 
zwischen einzelnen Heizleiterbahnen entstehen 
kOnnte. Diese Faderung entfdilt. wenn beide Kontakt- 
schichten eleWrisch von der Heizung 1 7 getrennt sind. 

Rg. 9 zeigt ein Detail des Einbaus des Kbchptatten- 
kOrpers 14 in eine Einbauplatte 12, Es ist dort zu erken- 
nen, da6 zwischen dem trichtertOrmig ausgebildeten 
Offnungsrand der Einbauplatte und dem entsprechend 
geformten Rand 15 des Kochplattenkfirpers ein wSrme- 
bestdndlger Kleber 47 eingebracht ist, der die Koch- 
platte unmittelbar in der Einbauplatte selbsttragend 
festlegi Bei dem Kleber kann es sich urn einen wSrme- 
bestandigen SilikonWeber handein, der normalenweise 
bis zu Temperaturen von 250''C {300*C) bestandig ist. 
Ein zylindrischer Abschnitt 48 sorgt fur eine genaue 
Zentrierung. Bel der Einbauplatte 12 kann es sich urn 
eine Hartglasplatte handein. Es sind aber auch Flatten 
aus Glaskeramik mOglich, wenn dies wirtschaftlich sinn- 
voll ist. Auch Flatten aus Natur- oder Kunststein, bei- 
spielsweise Granit, Oder mit anorganischen. 
warmebestdndigen FQIlstoffen versehene kunststoffge* 
bundene Flatten, wie "Silgranit" der Firma BLANCO. 
Oberderdingen, oder Edelstahl- oder emaillierte Stahl- 
platten sind mOglich. 

Da stets ein Meiner Abstand a zwischen der Koch- 
fiache 23 und der Oberfiache 28 der Einbauplatte 12 
eingehalten werden muB und infblge von Herstellungs- 
toleranzen bei den Randern 15 und 16, unterstutzt 
durch die Kbnizitat sowie durch unterschiedliche Kle- 
berdicken teicht Toleranzen auftreten kOnnten, die die 
Bnhaltung dieses Abstands a in Frage stellen, kann 
gemaB Fig. 10 nrut einer Lehre 49 geaibeitet werden. 



Diese wird in die Offnung 50 der Einbauplatte einge- 
fuhrt und faBt mit einem Flansch 51 unter diese. Die 
Oberfiache 52 des in die Offnung 50 eingreifenden 
Abschnittes der Lehre 49 biidet somit eine von der Geo- 
5 metrie der Rander 15, 16 unabhangige Bezugsfiache. 
auf die der Kochplattenkdrper 14 aufgelegt werden 
kann. wahrend er mittels des Klebers 47 eingeWebt 
wird. 

Fig. 11 und 12 zeigen z.B. entsprechend Fig. 10 

10 angefertigte Einbauvarianten mit geringerer Kontzitat 
der Rander 15. 16 (Fig, 11) bzw. eine rein zylindrische 
Anordnung der Klebefuge (Fig. 12). 

Rg. 13 zeigt einen Einbauring 53 bei einem Eint)au 
mit zylindrischen Offnungen bzw. Randern entspre- 

15 chend Fig. 1 2. Der im Querschnitt Z-fOrmige Einbauring 
Obernimmt die Aufgabe der Lehre 49 und stellt somit die 
Einhaltung des Abstandes a sicher. hat aber zusatzlich 
die Aufgabe. eine Warmebrucke im Randbereich zu 
schaffen, so daB von der Beheizung 1 7 zum Rand str6- 

20 mende Wamne Ober diesen Ring abgeleitet wird. ggf. 
auch zu einer Tragerschale 19, wie in Fig. 1 dargestellt. 
Der dort gezeigte konische Einsatzring 20 k6nnte also 
hier durch den Z-Ring 53 ersetzt werden. Auf diese 
Weise wird die temperaturempfindliche Klebestelle 47 

25 thermisch entlastet. 

Fig. 14 zeigt einen Aufbau mit ziemlich hoch aufge- 
setzter Kochplatte. Sie hat an ihrer Oberseite eine 
Abrundung 40a im Randbereich und an dessen Unter- 
seite eine winklige Randausnehmung. zwischen der 

30 und einer im ubrigen zylindrischen Offnung 50 der Ein- 
bauplatte eine winklige Kleberschicht eingebracht ist. 

Rg. 15 zeigt einen Einbau mit konischen Randern 
15. 16, bei der die Tragerschale 19 aus einem Stuck 
gefertigt ist und an ihrer oberen Randkante eine trich- 

35 terfdrmige Aufweitung 54 aufweist. die zu dem trichter- 
fOrmigen Rand 16 der Einbauplatte 12 paBt. 

Die dreieckige Ausnehmung 68 zwischen dem 
Randbereich der Unterseite 27 des KochplattenkOrpers 
und der Randaufweitung 54 kann bereits bei der Her- 

40 stellung der Kochplatte mtt einem SilikonWeber oder 
einem anderen Kitt o. dgl. gefullt werden. Damit ist die 
Tragerschale 29 mit dem KochplattenkCrper 14 verbun- 
den und die dazwischen eingelegte oder angebrachte 
Heizung 17 sowie ein ggf. angelxachter Temperatur- 

45 sensor 37 und die Warmedammung 18 sind in ihren 
richtigen Positionen zueinander festgetegt. Eine so ent- 
standene "Einzelkochplatte" kann dann mittels einer 
SilikonWeberschicht 47 in die Offnung 50 der Einbau- 
platte 50 eingesetzt werden. Eine andere Mdglichkeit. 

50 eine "Einzelkochplatte" zu schaffen. die nachtraglich in 
eine Einbauplatte 12 eingesetzt wird, ist in Fig. 16 dar- 
gest^lt. Dort ist der KochplattenkSrper 14 im unteren 
Randbereich mittels einer Metall-Keramik-Verbindung 
55 mit einem nach auBen ragenden Flansch 54a der 

55 Tragerschale 19 verbunden. Es entsteht so ebenfalls 
eine handhabbare und handelsfahige Kochplattenein- 
heit, die wiederum mittels einer Kleberschicht 47 in die 
trichterfOrmige Offnung der Einbauplatte eingesetzt 
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werden kann. 

Zu den Figuren 14 bis 16 ist zu bemerken. da3 sie 
eine CfberbrQckung eines relativ grol3en seitlichen Spal- 
tes zwischen der Einbauplatte unddem Kochplattenk6r- 
per ermOglichen. Dies kann notwendig sein. da 
beispielsweise bei der Hersteilung der Einbauplatte aus 
Hartglas dieses in ungehdrtetem Zustand bearbettet 
werden mu3. Wdhrend des Hdrtevorganges ist ein die 
MaBhaltigkeit beeintrachtigender Verzug unvermeklbar. 
Urn diese Toleranzen zu OberbrOcken. muB ein relativ 
groBer von dem Kleber 47 uberbruckter Abstand vorge- 
sehen werden, Bei den AusfOhrungen nach Fig. 15 und 
16 sind die entsprechenden Silikonfugen sichtbar. wSh- 
rend sie vorteilhaft bei der Ausfuhrung nach Fig. 14 
abgedeckt und optisch nicht mehr stOrend sind. 

Rguren 17 und 18 zeigen eine Weberfreie EInbau- 
variante, bei der der mit einer oberen umlaufenden 
Randausnehmung 57 versehene KbchplattenkOrper 14 
von einem EInbauring 20 getragen wird. Dieser besteht 
aus einem Im wesentlichen zyfindrischen Ringabschnitt 
58 (siehe auch Fig. 18), der mittels widerhakenartigen, 
als teilweise ausgestanzte Lappen 59 aus seiner Ober- 
fiache heraus abgebogenen Halteeiementen 59 sich 
einerseits an der Unterseiteder Einbauplatte 12 festhdit 
und andererseits mittels eines durch PunktschweiBung 
60 mit ihm vertxjndenen Auf lagering 71 auf der Oberfia- 
che 28 der Einbauplatte sich abstutzt. Wie In Fig, 18 
schematisch angedeutet Ist, sind aus dem Ringab- 
schnitt 58 mehrere Halteiaschen 59 fur jede der mehre- 
ren am Umfang verteilten Hatteelementgruppen 
ausgestanzt, urid zwar mit sehr geringem Unterschied 
in der axialen HOhe, so daB Toleranzen Oder bewuBte 
Unterschiede in der Dicke der Einbauplatte 12 berOck- 
sichtigt werden kfinnen. Aus dem vorbereiteten EInbau- 
ring werden dann entweder nur die Laschen 
herausgebogen. die fur die jeweilige Einbauplattendicke 
passen. oder zum Toleranzausgleich wurden alle 
Laschen ausgebogen werden und nur diejenlgen einra- 
sten, die beim HinelndrOcken des RInges 20 von oben 
in Einrastposition kommen. 

AuBer den nach auBen abgebogenen Haiteele- 
menten 59 sind ^enso hergestellte Halteelemente 61 
nach innen gerichtet, die unter den sich unterhalb der 
Randausnehmung 57 biWenden Flansch 62 greifen und 
diesen nach oben gegen eIne nach unten gerichtete 
Abbiegung des Auflageringes 71 druckea An dieser 
Abbiegung kann ebenfalls ein widertiakenartiges Halte- 
element 63 nach innen abgebogen sein und sich im 
Bereich der Randausnehmung 57 zur Wapperfreien 
Festiegung des KbchplattenkOrpers 14 an diesem ver- 
krallen. 

Rg. 1 9 zeigt einen Einbauring 20..d6r sich ebenfalls 
mit Halteeiementen 59 der In Fig. 17 und 18 gezeigten 
Art an der Unterselte der Einbauplatte 12 festhait. Der 
Auflagering 71 ist einstucWg mit dem Ringabschnitt 58 
aus Blech hergesteilt Die Festiegung des Kbchplatten- 
kOrpers 1 4 erfolgt durch in dem Ringabschnitt 58 vorge- 
sehene Auspragungen 58. die in Vertiefungen 64. 



beispielsweise eine Ringnut, am AuBenumfang des 
KochplattenkOrpers eingreifen. 

Die Ausfuhrung nach Rg. 20 ist mit einem Ring 20 
versehen, der dem nach Fig. 19 entsprlcht. bis auf die 

5 Tatsache. daB statt der Auspragung 65 ein von oben 
nach unten wkjerhakenartig gerlchtetes Halteelement 
66 in die Randausnehmung 64 des KochplattenkOrpers 
eingreift. Bei Fig. 19 und 20 kann also der Kochplatten- 
kOrper aufgrund der elastischen Elgenschaften des 

10 Blechringes 20 in den Ring eingeschnappt werden. 
Dabel kann vorgesehen sein. da (3 dieses Einschnappen 
nur mdglich Ist. solange der Ring 20 noch nicht In die 
Offnung 50 der Einbauplatte 20 eingebaut Ist. so daO 
der KochplattenkOrper 14 im in die Einbauplatte einge- 

75 bauten Zustand gegen versehenttiches Herausdrucken 
gesichert Ist. 

Fig. 2 1 zeigt eine Kochmulde 70. die in einem f lach- 
schalenfdrmigen Blechgehause 72 eine Einbauplatte 
12 mit mehreren, meist vier, darin eingebauten Elektro- 

20 kochplatten 11 enthdit. Die Kochmulde ist in eine 
Arbeitsplatte 13 eingebaut. In ihr ist eine Bedieneinrich- 
tung 73 vorgesehen, die mit BenDhrungs- bzw. Annahe- 
rungsschaltern 74 (Touch-Control) arbeitet. die durch 
die Einbauplatte 12 hindurch betatigbar sind. 

25 Aufgrund der Tatsache, daB die Einbauplatte aus 
einem transparenten Material, beispielsweise Hartglas 
Oder Glaskeramik besteht. jedoch im Gegensatz zu 
Strahlungsheizungen thermisch nur gerlng belastet ist. 
ist es mOgllch. ein an der Unterselte der Einbauplatte 

30 vorgesehenes Dekor 75 in Form von einer oder mehre- 
rer Schichten herzustellen, die nicht so hohen therml- 
schen Anfbrderungen entsprechen mussen und auch 
nach der Glasherstellung noch angebracht warden k6n- 
nen. Es ist daher vorgesehen. das Dekor durch ein 

35 Druckverfahren, beispielsweise durch Sietxiruck auf die 
Unterselte der Einbauplatte aufzubringen. Dadurch 
ergibt sich die MOglichkeit, das Dekor 75 mittels indivi- 
dueller Bild- und/oder Textverarbeitung z.B. durch Com- 
puter-Graf ik zu erstellen. so daB es sowohl in der Form 

40 als auch in der Farbgestaltung individuellen Kunden- 
wQnschen angepaBt werden kann. Dies kann einerseits 
dazu benutzt werden. innerhalb einer Modellreihe ver- 
schledene Varianten farblicher oder gestalterlscher Art 
auswahlbar zu machen oder auch tatsSchlich ganzlich 

45 und kundeneigene Entwurfe zu verarbeiten oder das 
Dekor dem jeweiligen KuchenmObeldesign anzupas- 
sen. 

AuBer einer Aufbrlngung im Druckverfahren kann 
das Dekor auch auf einer Folie enthalten sein. die an 
50 der Unterselte der Einbauplatte angedruckl und/oder 
von dieser gehalten wird. 

Rgur 22 zeigt eine Ausfuhrung, die der nach Figur 
21 entsprlcht. wobei jedoch in dem Dekor 75. das test 
an der Einbauplatte 75 vorgesehen ist. ein Fenster 76 
55 ausgeblkJet ist. unter dem ein Bild- oder Texirager 77 
angeoidnet ist. 

Wahrend es auch bei der Ausfuhrung nach Fig. 21 
mOglich ist, im Rahmen des tndividueli gestalteten 
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Dekors Textinformationen anzubringen, beispielsweise 
in Form besonders beliebter Rezepte, kann durch den 
Bild- Oder Texltrager 77 diese Information auch aus- 
wechselbar bzw. weiterschaltbar gemacht werden. In 
Rg. 22 ist ein System mit zwei Aufwickelrollen 78 fur 
eine Foiie 79 vorgesehen, die ggf. von unten durch eine 
Lampe 80 zu beleuchten ist. Durch manuelle und/oder 
programmgesteuerte Oder automatische Weiterschal- 
tung kann jeweils ein bestimmter Abschnitt der Folie 
unter das Fenster gebracht werden, so daB beispiels- 
weise aufgrund einer Eingabe Qber das Bedienfeid 73 
jeweils ein bestimmtes Rezept Oder ein Abschnitt aus 
einem Kochbuch in dem Fenster enscheint. 

Der Bild- Oder Textrdger kann auch mittels eines 
Projektionsgerates arbeiten oder auch andere Mittel zur 
Sichtbarmachung benutzen, beispielsweise Bild- 
schirme. Da bei moderneren Kochgeraten ohnehin in 
die Bedieneinrichtung eine elektronische Datenverar- 
beitung integriert ist kOnnte diese auch zur Steuerung 
einer sotchen Anzeige eingesetzt werdea indem bei- 
spielsweise in Abhdngigkeit von einem bestimmten 
Kochprogramm die entsprechenden Rezepte sichtbar 
gemacht werden oder umgekehrt, bei Einstellung eines 
bestimmten Rezeptes gleichzeitig der Ablauf des Koch- 
programmes vorgegeben oder vorgeschlagen wird, 
Selbst eine Menuesteuerung des Kochvorganges Qber 
diese Anzeige wdre mOglich. Es wird also eine Anzeige- 
mdglichkeit geschaffen, die durch die Einbauplatte hin- 
durch die Sichtbarmachung unterschiedlichster 
optischer Elemente ermOglicht, beginnend von rein 
dekorativen Elementen Qber begleitende Informationen 
bis zu unmittelbaren Steuerungsinfbrmationen zur akti- 
ven Beeinf lussung des Kochvorganges. Es kOnnten bei- 
spielsweise auch Informationen Qber den jeweiligen 
Kbchzustand. Teirperaturen etc. dort mit eingeblendet 
werden. 

In Fig, 21 ist noch dargestellt, daB bei einer der 
Kochplatten 11 eine Zustandsanzeige 81 vorgesehen 
ist. Sie enthait im Dekor 75 einen ringfOrmigen transpa- 
renten oder unterbrochenen Bereich 82, der die Koch- 
platte 1 1 umgibl. Darunter ist ein zylindrischer Ring aus 
Glas Oder glasartigem Material, wie Plexiglas angeord- 
net der einen Lichtleiter 83 bildet. Er wird im Bereich 
von ein oder mehreren Ausschnitten von Lampen 84 
beleuchtet und verteilt dieses Licht uber den gesamten 
Umlang, so daB bei Einschattung der Lampen 84 von 
der Oberseite der Einbapplatte her ein Leuchtring um 
die Kbchplatte herum zu erkennen ist. Die Lanfipen wer- 
den eingeschaltet wenn die Kochplatte in Betrleb 
geselzt wird und die Ausschaltung erfolgt sinnvoller- 
weise erst nach Abkuhlung der Kochplatte. Damit wird 
einerseits eine Zustands- aber auch HeiBanzeige 
geschaffen. Durch verschiedene Farben kOnnen auch 
unterschiedliche Temperatur- oder Leistungsstufen 
angezeigt werden. Auch eine abschnittsweise Beleuch- 
tung, beispielsweise in Form mehrerer zuschaitbarer 
Sektoren, kOnnen unterschiedliche Zustdnde signalisie- 
ren. 



Es ist auch mOglich. mit anderen Formen von Licht- 
leitern oder auch mit direkter Beleuchtung zu arbeiten. 
beispielsweise mit einer ringf6rmigen Glimmlampe. 
Eine bevorzugte MGgtichkeit der Steuerung der Lei- 

5 stung der Elektrokochplatte wurde bereits anhand von 
Figur 3 eriautert. Dort wurde eine taktweise Regetung 
nur in einem unteren Leistungsbereich vorgesehen. 
Eine Regelung der Gesamtenergie mittels Taktung ist 
bei der Erfindung deswegen problematisch. weif durch 

10 die sehr geringe Warmekapazltat und das entspre- 
chend schnelle Ansprechen die Leistungsimpulse in 
sehr kurzer Folge geschaltet werden muBten. was 
wegen der sogenannten "Knackrate" sowohl von Netz- 
betreiberseite als auch wegen der elektromagnetischen 

15 Vertrdglichkeit (FunkstOrungen) unzuldssig sein kOnnte. 
Es ist daher eine ansich bekannte Leistungssteuerung 
mit Vollwellen-lmpulspaketen bevorzugt. Dabei werden 
jeweils einzelne oder mehrere Vol!- oder Halbwellen des 
Wechselstromes. jeweils im Nulldurchgang geschaltet. 

20 mit entsprechenden Unterbrechungen dazwischen so 
zusammengestellt. daB ein symmetrisches Impulspaket 
entsteht. So kOnnte beispielsweise ein aus drei Vollwel- 
!en bestehendes "Pakef . das dementsprechend bei 50 
Hz eine Dauer von 0,06 Sekunden hat. entweder jeweils 

25 nur eine positive und negative Halbwelle oder deren je 
zwei haben, so daB eine Regelung mit dem Faklor 1 . 
2/3 und 1/3 entsteht. ohnedaB irgendwelche Netz- oder 
funkstOrenden Einflusse entstehen. Normalerweise 
sind diese Irrpulspakete wesentlich langer und haben 

30 daher noch grOBere Variationsmdglichkeiten. Sie kdn- 
nen auch selbst wiederum getaktet werden, so daB sich 
weitere MOglichkeiten ergeben. Einzelheiten dieser Art 
der Steuerung und die ebenfalls bekannten elektroni- 
schen Mittel zu ihrer DurchfCihrung sind in der DE-A-42 

35 08 252 sowie in den parallelen EP-A-561 206 und US- 
A-5 488 214 beschrieben, aut die zum Zwecke der 
Offenbarung hier ausdrucWich Bezug genommen wird. 

Fig. 23 zeigt eine MOgfichkeit der Regelung bzw. 
Steuerungsbeeinf lussung, diedadurch ermOglicht wird. 

40 daB die Ankoppiung des Kochgutes und des Kochgef^- 
Bes an die Heizung und damit auch an die Temperatur- 
sensorikder Elektrokochplatte bei der Erfindung extrem 
gut ist. Rg. 23 zeigt ein Diagramm der Tenrperatur in 
Kelvin uber der Zeit in Sekunden. Schon wahrend der 

45 /Vnheizphase 85 kann durch eine kurzfristige /Vbschal- 
tung der Leistung uber einen Zeitraum tg ein MaB fur die 
jeweilige Gute der Ankoppiung ermittelt werden. die 
auBer der fOr die Kochplatte festliegenden Werte auch 
durch die GQte des Kbchgeschin's und die Wdrmeab- 

50 nahme durch das Kbchgut bestimmt ist. Dieser Wert 86 
ist also ein Temperaturabfall, der an einem in der Koch- 
platte enthaltenen Sensor gemessen wird. ggl auch an 
der Beheizung selbst. Er entsteht dadurch. daB wSh- 
rend des relativ kurzen Zeitraums tg, der nur wenige 

55 Sekunden betragen muB. die gesamte Kochplatte ein- 
schlieBlich des Sensors auf die jeweilige Topfguttempe- 
ratur heruntergekuhit wird. Wenn dann weiterbeheizt 
wird, kann die Abschalt bzw. Abregelung bet einem 
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Temperaturwert erfolgen. der urn den Wert 86a uber der 
Soll-Temperatur 87, auf die das Hochgut aufgeheizt 
warden soil, liegt. Dabei ist der Wert 86a von dem Wert 
86 abhangig Oder diesem gleich. Die Abhdngigkeit Kann 
durch entsprechende Versuche jeweils fur unterschied- 
liche Ankopplungsvertiattnisse der bestimmten Koch- 
platte etc. ermittelt werden. 

Auch nach dem Ausschalten bei Erreichen der Soll- 
Temperatur am Ausschaltpunkt 88 sinkt die gemessene 
Temperatur wieder auf einen Wert ab, der der Soll-Tem- 
peratur. d.h. der Kochguttemperatur, weitgehend ent- 
spricht Auch beim Weiterkochen kann dann mit dem 
DIfferenzwert 86a gearbeitet werden. indem die Tempe- 
ratur nur so hoch getrieben wird. bis diese Differenz 
wieder en^eicht ist. 

Es laBt sich aber auch aufgrund dieser Werte dann 
ein fur den Hochzustand typischer Leistungswert ermit- 
teln. mit dem weiter gesteuert werden kann. So braucht 
beispielsweise beim Weiterkochen die Leistungszufuhr 
nicht grd3er zu sein, als beispielsweise das 1,1-fache 
der Verlustleistung durch Abstrahlung Oder Konvektion 
vom KbchgefaB etc. 

Die Erfindung ermOglicht es also aufgrund des 
extrem guten und schnellen Zugriffes. die Temperatur- 
fOhler an der Eiektrokochplatte zu einem direkten RQck- 
schlu8 auf die Kochguttemperatur zu verwenden. 

Fig. 24zeigtdie Unteransicht eines KochplattenkOr- 
pers 14 mit seiner Beheizung 17. Die Beheizung ist in 
Dickschichttechnikausgefuhrt Die Heizieiterbahnen 29 
werden also In Form einer die entsprechenden Wider- 
standsmaterialien enthaltenden Paste aufgedruckt und 
anschlieBend durch Nachbehandlung, z.B. Warmebe- 
handlung. verfestigt. Es sind jedoch auch die anderen 
beschriebenen Herstellungstechniken fOr die Heizieiter- 
bahnen mOglich. 

In Rg. 24 ist eine durchgehende Heizleiteit>ahn 29 
vom duBeren AnschluB 30 zu dem im Zentrum liegen- 
den AnschluB 30 vorhanden. Sie veriauft in Form einer 
Spirale. die im AuBenbereich relativ geringen Abstand 
90 hat. wahrend dieser Abstand zum Inneren der Spi- 
rale immer grOBer wind. Dieses entspricht den Anforde- 
rungen an den Kbchbetrieb. bei denen eine 
Leistungskonzentration im AuBenbereich envunscht ist. 

Der AnschluB im Zentrum erfblgt uber vier spei- 
chenartig vom MlttelanschluB 30 ausgehende 
AnschluBbahnen 95. die die innere Spiralwindung und 
teilweise auch die daran anschlieBende kontaktieren. In 
der gezeichneten Form ohne die Trennstelle 102 wurde 
also die innere Spiralwindung kurzgeschlossen und 
damit auBer Funktion sein. Durch Auftrennen dieser 
AnschluBbahnen 95 mittels eines Lasers aufgrund einer 
Widerstandsmessungder jeweiligen Beheizung kdnnen 
funf verschiedene Konfigurationen der wirksamen Lei- 
tertjahniange geschaffen werden. Eine zusatzliche 
MOglichkeitder Variation der Leitert>ahniange und damit 
ihres Gesamtwiderstandes bieten drei an Spiralwindun- 
gen vorgesehene AbgleichbrOcken 96. die kurze 
Abschnitte 103 der Leiterbahn kurzschlieBen und eben- 



falls durch Auftrennung mitteis Laser auRer Funktion 
gesetzt werden kOnnen. Beim Ausfuhrungsbelsplel sind 
durch die Trennstellen 102 nur dreivierte! der inneren 
Spiralwindung und zwei der Abschnitte 103 auBer 

5 Funktion gesetzt. 

Es ist damit mOgtich. bei einigen Aufbringungsver- 
fahren fur Heizieiterbahnen. inst>esondere bei der Dick- 
schichttechnik, unvermeidliche Abweichungen im 
Gesamtwiderstand der Heizung 1 7 zu korrigieren. und 

TO zwar in zahlreichen Stufen. Die vorgesehene Behei- 
zung in nur einer Leitertjahn eignet sich besonders fur 
die vorher beschriebene Vollwellen-lmpulspaket-Steue- 
rung. Temperatur-Sensoren 37 kOnnen am Umfang ver- 
teilt und im Zentrum vorgesehen sein. 

15 Rg. 25 zeigt eine AusfOhrung mittels zahlreicher 
zueinander parallelgeschalteter spiralfOrmiger Heiziei- 
terbahnen 29. Sie gehen von einer auBeren ringfOrmi- 
gen Zuleitungsbahn 94 aus. verlaufen jeweils um etwas 
mehr als eine halbe Spiralwindung zu einer inneren 

20 Zuleitungsbahn 97, die einen Mittelsensor 37 umgibt. 

Um eine Verringerung der Leistungsdichte im Zen- 
trum herbeizufuhren. sind bei einigen der parallelge- 
schalteten Leitert^ahnen KurzschluBabschnitte 98 
vorgesehen, die die widerstandswirksamen Leiterbahn- 

25 Idngen der entsprechenden Leiterbahnen 29 verkQrzen 
bzw. auf einen duBeren Bereich begrenzen. Diese Kurz- 
schluBabschnitte kOnnen durch eine andere. besser 
leitfahige Paste get^ildet sein oder auch durch entspre- 
chend dickeren oder mehrfachen Auftrag der Wider- 

30 standspaste oder Uberdruckung der Widerstandspaste 
mit einer gut leitfahigen, beispielsweise Kupfer enthal- 
tenden Paste. Oberhaupt ist bei der Gestaltung der 
Widerstande auch eine Variation der Widerstandswirk- 
samkeit durch Variation der Breite oder Dicke der Leiter- 

35 bahnen mOglich. 

Zum Abgleich sind AbgleichbrOcken 96a vorgese- 
hen, die aus dem gut leitfahigen Material der Zulei- 
tungsbahnen 94. 97 bestehen. und jeweils von diesen 
bis zu einem Heizleiterbahnabschnitt reichen. der rela- 
te tiv dicht an sie angrenzt. Durch die Spiralform laBt sich 
dies mit relativ kurzen Brucken bewerkstelligen, die 
dann entsprechend aufgetrennt werden kOnnen, um 
den Wderstand der einzelnen Heizieiterbahnen 29 zu 
beeinflussen. 

45 Fig. 26 zeigt eine Anordnung der Heizung 17. bei 
der die einzelnen Heizieiterbahnen 29 sternfOrmig 
radial von der auBeren Zuleitungsbahn 94 zur inneren, 
ebenfalls im wesentlichen kreisfOrmigen Zuleitungs- 
bahn 97 verlaufen. Die einzelnen sternfOrmig verlaufen- 

50 den Heizieiterbahnen. von denen beispeilsweise vierzig 
vorgesehen sind. sind also parallelgeschaltet. was 
durch entsprechend hohen Widerstand der einzelnen 
Heizieiterbahnen mOglich ist. Es sind zwei Gruppen von 
Heizieiterbahnen vorgesehen. Wahrend die eine 

55 Gruppe zwischen den Zuleitungsbahnen 94. 97 durch- 
gehend ausgebildet ist, sind die dazwischeniiegenden 
Heizieiterbahnen 29b der anderen Gruppe in ihrem 
wkierstandswirksamen Teil auf den duBeren Umfangs- 
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abschnitt beschrSnkt und innen durch KurzschluBab- 
schnitte 98 mit der Zuleitungsbahn 97 verbunden. 

Die Sensoren liegen ebenfalis zentral und uber den 
AuBenumfang verteilt und sind mtt Sensor-AnschluQ- 
bahnen 99 mrt Sensor-AnschlQssen 100 verbunden. die 
jeweils im Bereich von Einbuchtungen der du3eren 
Zuleitungsbahn 94 vorgesehen sind. Es ist somit mOg- 
lich, jeden Sensor 37 einzein anzuschlieBen und sein 
Signal einzein auszuwerten. Die Sensor-AnschluBbah- 
nen kOnnen ebenfalis als gedruckte Lerterbahnen aus- 
gebildet sein. 

Fig. 27 zeigl eine Ausfuhrung, die der nach Fig. 26 
in allem entspricht. Dort sind jedoch die Sensoren 37 in 
denfi Bereich der Enbuchtungen 101 der Zuleitungs- 
bahn 94 vorgesehen und in diesem Bereich auch an die 
Anschlusse 100 angeschlossen. Die Sensor- Anschlu (3- 
bahn 29 ISuft um und bildet den auBeren Ansch!u3pol 
der Sensoren. 

Rg, 28 zeigt eine Zweikreis-Ausfuhrung einer 
Kbchplatte. Die Anordnung der Heizleiterfoahnen 29 ist, 
wie in Fig. 26 und 27, radial, jedoch ist zwischen den 
auBeren und inneren Zuleitungsbahnen 94. 97 noch ein 
mittlerer im wesentlichen kreisfOrmiger Zuleitungs- 
Strang 93. ebenfalis als gedruckte Leiterbahn ausgebil- 
det vorgesehen. Diese drel Zuleitungsbahnen 93, 94. 
97 sind Qber ihre AnschlQsse 30 einzein anschlieBbar. 
so daB es mdglich ist. die berden sich dadurch bilden* 
den konzentrischen Heizzonen 91. 92 gesondert zu 
betreiben. Es ist also mdglich, nur die mittlere Haupt- 
heizzone 91 allein einzuschalten. um ein kleineres 
KochgefdB zu beheizen, Oder diese zusammen mit der 
duBeren Zuschalthelzzone 92 zu betreiben. um die 
voile GrOBe der Elektrokochplatte zu beheizen und 
dementsprechend ein grdBeres KochgefaB beheizen zu 
kOnnen. Die Kbchplatte nach der vorliegenden Erfin- 
dung eignet sich besonders dazu, weil infolge der gerin- 
gen Warmequerteitung im KochplattenkOrper 14 die 
Heizzonen ohne besondere Abschottung War begrenzt 
bleiben. so daB im Bereich des Zuleitungsstranges 93 
sich selbst eine thermische Grenze zwischen beiden 
Heizzonen bildet. 

Rg. 29 zeigt ebenfalis eine Zweikreis-AusfOhrung, 
bei der die Heizleiterbahnen 29 in beiden Heizzonen 91 , 
92 jeweils als kreisfOrmiger Maander gefuhrt sind und 
von dort zu mittleren Anschlussen 30 verlaufen. Ein 
weiterer AnschluB ist fur einen in diesem Falle streifen- 
fOrmig ausgefOhrten Sensor 37 (vgl. auch Fig. 4) vorge- 
sehen. 

Rgur 30 zeigt ein stark vergrOBertes Detail des 
KochpiattenkOrpers mit daran angebrachter Heizung. 
wobei insbesondere im Bereich der Heizung und ihrer 
Befestigung die Dickenverhaitnisse stark uberhOht sind. 
um die Darstellung Qbersichtlich zu machen. Die Hei- 
zung 17 besteht aus einem dunnen Band aus elektri- 
schem Widerstandsmaterial. beispielsweise einem 
Flachband oder einer Folie, die auf die vorher beschrie- 
bene Weise in eine entsprechende Kontur gebracht 
wurde. Sie ist mit ihrer vom KochplattenkOrper 14 abge- 



wandten Ruckseite 120 mittels einer dunnen Kleber- 
schicht 121 auf eine Isolierfolie 122 geklebt. 
beispielsweise eine Polyimidfolie. wie sie unter dem 
Handelsnamen "Kapton" bekannt ist. Die Kleberschicht 

5 kann eine warmebestdndige Kleberschicht sein. Es ist 
jedoch auch mOglich. den Heizer auf andere Weise auf 
der Folie anzubringen. Er kOnnte beispielsweise auch 
auf die Folie aufgedampft oder aufgespritzt sein 

Danach wird die entsprechend vorbereitete Ruck- 

w seite 27 des KochplattenkOrpers. z.B. durch Autsprit- 
zen. mit einer flussigen Kleberschicht 123 Oberzogen. 
Auch dabei handelt es sich um einen warmebestandi- 
gen Kleber, der vorzugsweise gut warmeleitend ist. 
Dies kann z.B. durch Einlagerung von Metallpartikein 

15 geschehen. Dieser Kleber bildet eine dunne und die 
Warmeubertragung zur Kochplatte hin kaum behin- 
dernde Schicht zwischen der Heizung und dem Koch- 
plattenkOrper 14 und font auch die Zwischenraume 
zwischen den Heizwiderstanden isolierend aus. Bei 

20 dem Kleber ist darauf zu achten, daB er zwar warme- 
Obertragend. jedoch elektrisch isolierend ist. 

Nach der Aushartung ist die Heizung fest mit dem 
KochplattenkOrper verbunden und liegt unter der Kleb- 
stoffschicht und der Folienuberdeckung gut geschiitzt. 

25 Dadurch kOnnen sich eventuelle Risse. die sich bei 
einem Betrieb der Keramikkochplatte nun im direkten 
Bereich der Heizleiter in der Klebung zwischen Leiter- 
bahn und Keramikplatte durch die entstehende Tempe- 
ratunwechselbelastung entstehen konnen nicht storend 

30 auswirken. Da die dickere WarmeleitWeberschicht in 
den Zwischenraumen der Heizwiderstande 1 7 keinen 
Oder gerlngeren Wechseibelastungen ausgesetzt ist. 
bleiben diese Zonen riBfrei und erhalten die "AnpreB- 
kraft" der Heizung und somit engste SpaltmaBe im Lei- 

35 terbahnenbereich. 

Die Anbringung der Heizung mittels Kleberschich- 
ten wird durch die gute Warmeubertragung zwischen 
Kbchplatte und KochgefaBe ermOglicht. die die Tempe- 
raturen an der Heizung niedrig halt. 

40 

Patentanspruche 

1 . Kontaktwarmeubertragendes Kochsystem mit einer 
Elektrokochplatte (1 1) zur Enwarmung von Kochge- 

45 faBen (25) mit einem KochplattenkOrper (14) und 
einer Kochfiache (23), deren Makro- und Mikro- 
Unebenheit. namlich ihre Abweichung von einer 
idealen Ebene und ihre Rauhigkeit. in einem Tem- 
peraturbereich zwischen der Raumtemperatur und 

50 ca. 500K in einem uberwiegenden Teil ihres Koch- 
bereiches (22) 0,1 mm nicht uberschreitet 

2. Kontaktwarmeubertragendes Kochsystem. enthal- 
tend wenigstens eine Elektrokochplatte (11) mit 

55 einem KochplattenkOrper (14) und wenigstens ein 
KochgetaB (25). wobei die Elektrokochplatte (11) 
und das KochgefaB (25) so aneinander angepaBt 
sind. daB ihre einander zugeordneten Fiachen (23. 
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24) bzgl. ihrer Makro- und Mikro-Abstfinde \A3nein- 
ander In einem Temperaturbereich zwischen der 
Raumtemperatur und ca. 500K und im Qberwiegen- 
den Tail des Kbchbereiches (22) 0,1 mm nicht uber- 
schreitet. 

3. Kochsystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daO die zusammenwirkenden Rachen 
(23. 24) von Elektrokochplatte (11) und KochgefaB 
(25) in alien Arbeits-Temperaturbereichen glelche 
Kugel- bzw. Kugelkalottenfldchen bilden. 

4. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Unebenheit bzw. die Abstdnde 0.05 mm nicht Qber- 
schreiten und/oder die Unebenheit bzw. die 
Abstdnde uber im wesentlichen die gesamte Koch- 
fiache (23) unter 0.1 mm betragen. 

5. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, da3 der Tem- 
peraturbereich, in dem die Unebenheit bzw. die 
Abstande unter 0,1 mm, vorzugsweise unter 0,05 
mm betragen. sich bis 600K erstreckt. 

6. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. daB der 
KochplattenkOrper (14) die Form einer Scheibe auf 
der Basis nicht oxydischer Keramik aufweist. wobei 
insbesondere die Keramik Qbennnegend Siliziumni- 
trid (Si3N4) enthait, ggf. auch Siliziumcarbid (SiC) 
sowie ggl Additive, die der Platte besondere 
mechanische, thermische, eiektrische und/oder 
optische Eigenschaften verieihen. wobei ggf. Addi- 
tive mit geringer optischer WIrkung einzein oder 
aus einer Kbmbination von mindestens zwei der fbl- 
genden Sul>stanzen bestehen: Yttriumoxid und 
andere Oxide der Seltenen Erden; Aluminiumnitrid, 
Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Calciumoxid ein- 
zein Oder als Verbindung unter^'nander bestehen 
und/oder eine Siliziumnitridkeramik als Additiv Sili- 
ziumcarbid in einem Gewfchtsanteil von 2 % bis 50 
% enthait. um GruntOne zu erzeugen; Titannitrid 
und/oder Trtancarbid und/oder Trtancart)onnitrid in 
einem Gewichtsantal von 2 % bis 30 % enthait. um 
Braun/GoldtOne zu erzeugen: Zirkonnitrid in einem 
Gewichtsanteil von 1 % bis 10 % enthait. um Gelb- 
tone zu erzeugen; silizidbildende Ubergangsme- 
telle (z.B. Fe, Cr, Ni, Mo, W, Co) einzein oder in 
Verbindungen oder Gemischen in einem Gewichts- 
anteil von 0,2 % bis 20 % enthait. um SchwarztOne 
zu erzeugen und/oder l^mbinationen der Additive 
zur Erzeugung von ZwischentOnen (Farbstufen) 
enthait und/oder das Siliziumnitrid hochrein und 
damit hellgrau bis gelblich weiB ist 

7. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche. dadurch gekennzeichnet daB die War- 



medurchgangszahl in der Kochplatte (11), namlich 
das Verhaitnis der Warmeleitfahigkeit (lambda) zur 
durchschnittlichen KochplattenkOrperdicke ((J) im 
Kbchbereich kleiner als 20.000. vorzugsweise zwi- 
5 schen 3.000 und 20.000. insbesondere zwischen 
6.000 und 12.000 W/m^K betragt. 

8. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspoiche. dadurch gekennzeichnet, daB die War- 

10 meleitfahigkeit des KochplattenkOrpermaterials 
zwischen 5 und 40, vorzugsweise 8 und 20 W/mK 
betragt. 

9. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
IS AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB die War- 

meausdehnungszahl (alpha) des KochplattenkOr- 
permaterials kleiner ist als 12 x 10"^[1/K] und 
vorzugsweise zwischen 2 und 10'^ und 6 x 10'^ 
[1/Kl betragt. 

20 

10. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche. dadurch gekennzeichnet. daB die Spei- 
cherenergie des Kochplattenkarpers (14). bezogen 
auf ihre installierte Leistung, zwischen und 7 und 

25 1 30 J/W, bevorzugt 1 0 bis 50 J/W betragt. 

11. Hochsystem nach einem der vorhergehenden 
/^spruche, dadurch gekennzeichnet. daB die 
Oberfiachenbelastung, namlich die installierte Lei- 

30 stung der Elektrokochplatte je Fiacheneinheit des 
Kbchbereiches (22) zwischen 4 und 16 W/cm^, vor- 
zugsweise 5 bis 7 W/cm^. betragt. 

12. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
35 /Vnspruche, dadurch gekennzeichnet. daB die 

durchschnittliche Dicke (d) des KochplattenkOrpers 
(14) im Kochbereich (22) zwischen 2 und 5 mm. 
bevorzugt 3 mm. betragt. 

40 13. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. daB der 
KochplattenkOrper (14) eine an der Ober- und 
Unterseite (23. 27) zumindest bzgl. ihrer Makroge- 
stalt ebene Scheibe ist und/oder die Kochfiache 

45 (23) des KochplattenkOrpers (24) zumindest im 
Kbchbereich (22) geschliffen ist und/oder die Harte 
der Kochfiache (23) des KochplattenkOrpers (14) im 
l^chbereich (22) uber 1400 (HV 10 nach DIN 
50133) betragt. 

50 

14. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
/VnsprOche. dadurch gekennzeichnet, daB der spe- 
zifische elektrische Widerstand des Materials des 
KbchplattenkOrpers (14) uber 1 x 10®. vorzugs- 

55 weise uber ca. 1 x 10^^ Ohm/cm betragt. 

15. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
/AnsprOche. dadurch gekennzeichnet, daB der 
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KochplattenkOrper (14) durch einen auf seine 
Unterseite (27) aufgebrachten Heizwiderstand (1 7) 
beheizt ist, wobei vorzugsweise der Heizwiderstand 
(17) in Form von Leiterbahnen (29) gefuhrt ist« die 
spiralig und/oder radial verlaufen, insbesondere mit 
verringerter Leistungsdichte bzw. grOfBerem Leiter- 
bahn-Abstand (90) zur Mitte des KochplattenkOr- 
pens (14) hin, ggf. durch Verkurzung der 
Widerstandswirksamkeit bzw. KurzschlieBen ein- 
zelner der Leiterbahnen (29). wobei ggf. zur Schaf- 
fung von Mehrkreis-Kochplatten verschiedene 
Heizzonen (91, 92). insbesondere mit einer mittle- 
ren stets eingeschalteten Hauptheizzone (91) und 
einer dieser zuschaltbaren duBeren Zuschait-Heiz- 
zone (92). gebiMet ist. vorzugsweise durch von 
einem im (Srenzbereich zwischen den Heizzonen 
(91, 92) vedaufenden Zuleitungsstrang (93). von 
dem aus spiralig Oder radial nach innen und auBen 
verlaufende Leiterbahnen (29) ausgehen. 

16. Kbchsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB der 
Heizwiderstand (17) ein aus einer aufgedruckten 
Paste gebildeter Dickschicht-Heizwiderstand. ein 
DOnnschicht-Heizwiderstand und/oder durch Sprit- 
zen (Ramm- und/oder Plasmaspritzen) aufge- 
bracht ist und/oder zwischen KbchplattenkOrper 
(14) und Heizwiderstand (17) eine Haftvermitt- 
iungs- und/oder elektrlsche Isotationsschicht. vor- 
zugsweise aus Aluminiumoxid (AlaOs) aufgebracht 
Ist, insbesondere durch Spritzea 

17. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet. daB die Lei- 
terbahnen (29) des Heizwiderstandes (17) durch 
Abstdnde voneinander getrennt sind, die durch 
Laser-Bearbeitung. Atzen, Erodieren Oder Schlei- 
fen hergestellt sind. 

18. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB der 
Heizwiderstand (17) PTC-Charakleristik hat 
und/oder aus einer an die Unterseite (27) des 
KochplattenkOrpers (14) angedruckten bzw. ange- 
Mebten Folie besteht. woba vorzugsweise der aus 
einem dQnnen Band bestehende Heizwiderstand 
(17) insbesondere mittels einer Kleberschicht (121) 
mit seiner von dem KbchplattenkOrper (14) abge- 
wandten Ruckseite (120) auf eine Isolierfolie (122) 
aufgebracht ist. wShrend seine Vorderseite mil 
einer vorzugsweise wdrmeleitenden auch die Zwi- 
schenraume zwischen den HeizwiderstSnden (17) 
ausfullenden Kleberschicht (123) an die Unterseite 
(27) des KochplattenkOrpers (14) geWebt ist. 

19. Kbchsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
KbchplattenkOrper (14) an seiner Unterseite (27) 



entsprechend dem Verlauf der Heizleiterbahnen 
(29) profiliert ist. wobei die die Abstande biWenden 
Bereiche (43) uber die Unterseite (27) nach unten 
hervorragen und an ihrer Oberfiache das nach der 
5 Aufbringung sie uberdeckende Heizwiderstands- 
material vorzugsweise durch Schleifen entfernt Ist. 

20. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. daB der 

10 Heizwiderstand (17) durch vorzugsweise nur Teil- 
bereiche der Unterseite (26) des KochplattenkOr- 
pers uberdeckende. an ihrer Ober- und Unterseite 
elektrisch kontaktierte Heizwiderstandsschichten 
und/oder -piattchen (29a) gebildet ist. die ins- 

15 besondere PTC-Charakteristik haben. wobei der 
Heizwiderstand (17) vorzugsweise aus zwei paral- 
lel zur Unterseite (27) des HochplattenkOrpers (14) 
verlaufenden und ggf. an diese angedaickten elek- 
trisch leitenden Folien bzw. Schichten (44) beste- 

20 hen, zwischen die PTC-Piattchen (29a) 
eingebracht sind. 

21. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daB Tempe- 
rs raturbegrenzer-Sensoren (37. 37a) mit Ober den 

Kochbereich (22) verteilt wirkendem Anspruchver- 
halten vorgesehen sind. die vorzugsweise nicht- 
summierend, insbesondere die Heizwiderstand e 
(17) in ihrem Bereich selektiv abschaltend Oder lei- 
30 stungsvermindernd geschaltet sind und/oder Tem- 
peraturbegrenzungssensoren (37) angrenzend an 
Heizleiterbahnen (29) in Zwischenraumen zwi- 
schen den Heizleiterbahnen (29) angeordnet sind. 

35 22. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet. daB eine Fia- 
chen-Ubenwachung mit NTC-Charakteristik von 
Temperaturbegrenzer-Sensoren (37a) vorgesehen 
ist. die vorzugsweise eine Sensorschicht (45) mit 

40 temperaturabhangiger Durchschlagscharakteristik 
enthdit, wobei insbesondere die Sensorschicht (45) 
zwischen zwei Kontaktschichten (29. 46) parallel 
und unmittelbar thermisch kontaktierend an dem 
Heizwiderstand (29) liegt. wobei vorzugsweise als 

45 eine der Kontaktschichten der Heizwiderstand 
selbst (29) dient 

23. Kbchsystem insbesondere nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet. 

50 daB eine Regelung der Etektrokochplatte (11) eine 
Temperaturmessung an der Kochplatte (11) wah- 
rend einer kurzzeitigen /\t>schaltung (tg) oder Redu- 
zlerung der Heizleistung, ggf. schon beim 
/Vnkochen (85). beeinhaltet. wobei anhand der vor 

55 und nach der /\bschaltung gemessenen Tempera- 
turdifferenz (86, 86a) der weitere Kochvorgang 
geregelt oder gesteuert wird. 
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24. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daR eine 
Steuerung der EleWrokochplatte (11) durch Paral- 
lel-. Einzel- und/oder Reihenschaltung mehrerer 
Heizwiderstandsabschnitte (31 . 32, 33). eine soge- 5 
nannte Mehrtaktschaltung, erfolgt. wobei vorzugs- 
weise in einem Schaltbereich Weiner Leistung eine 
Impulssteuerung vorgesehen 1st bzw. eine Steue- 
rung durch Vollwellen-lmpulspaketsteuerung 
eifolgt. 10 

25. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da 3 der 
KochplattenkOrper (14) selbsttragend in eine Aus- 
nehmung (50) einer Einbauplatte (12) eingesetzt is 
ist, die vorzugsweise aus Hartgtas. Glaskeramik, 
Edelstahl, Natur- oder Kunststein t)esteht und vor- 
zugsweise mit der Einbauplatte (12), z.B. durch 
einen wdrmebestSndigen Silikonkleber. verklebt ist 
wobei tnsbesondere zwischen der Klebesteile (47) 20 
und dem Kochbereich (22) eine Wdrmeisolierzone 
des KochplattenkOrpers vorgesehen ist. 

26. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, da6 die 2s 
Kochfiache (22) des Kochplattenkdrpers (14) fast 
ebenengleich mit, vorzugsweise nur 0,5 bis 1 mm 
Ober. der Oberfldche (28) einer Einbauplatte (12) 
eingebaut ist. 

30 

27. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnsprQche. dadurch gekennzeichnet. da6 der 
KochplattenkOrper in eine Ausnehmung (50) einer 
Einbauplatte (12) eingeklebt ist, wobei vorzugs- 
weise der AuBenrand (15) des KochplattenkOrpers 35 
(14) und der Innenrand (16) der Ausnehmung (50) 
einander angepaOt Konisch sind und/oder der 
Au3enrand (15) angetest. angeschrdgt oder abge- 
rundet ist. 

40 

28. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
AnspnQche. dadurch gekennzeichnet, daB im 
Bereich einer Klebesteile (47) zwischen l^chplat- 
tenkOrper (14) und einer Einbauplatte (12) eine 
WarmebrOcke (53). vorzugsweise in Form eines 45 
Auflageringes fOr den KochplattenkOrper (14), vor- 
gesehen ist. 

29. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daf3 ein Auf- 5o 
lageelement (53, 49) zur Begrenzung der Eindring- 
tiefe des KbchplattenkOrpers (14) in eine 
Ausnehmung (50) einer Einbauplatte (12) vorgese- 
hen ist und/oder ein Haltering (20) fOr eine untere 
Abdeckung (21) der Elektrokochplatte (11) in die 55 
/\usnehmung (50) eingesetzt ist, vorzugsweise mit 
eingeklebt ist und/oder ein EirU)auring (20) fur den 
Einbau der Elektrokochplatte (11) in eine Einbau- 



platte (12) mit einschnappenden und/oder ausbieg- 
baren, widerhakenartigen Halteelementen (59. 61. 
58. 66) versehen ist. die an dem KochplattenkOrper 
und/oder der Einbauplatte angreifen. 

30. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
/Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daG die Hei- 
zung (17) nf«t einer Warmedfimmung (18) unterlegt 
ist. 

31. Kochsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daB im die 
Elektrokochplatte (11) umgebenden Bereich eine 
im Betrieb der Elektrokochplatte (11) beleuchtete 
Zone (82), vorzugsweise eine umlaufende Ring- 
zone, vorgesehen ist. die tnsbesondere durch Aus- 
nehmungen im Dekor (75) einer Einbauplatte (12) 
und eine interne Beleuchtung (81) unter der Ein- 
bauplatte (12) ausgebildet ist, die ggf. ein Lichtlei- 
terelement (83) wie einen glasartigen Ring. enthSlt. 

32. I^chsystem nach einem der vorhergehenden 

/Vrisprtiche, dadurch gekennzeichnet. daO in der 
Oberfiache (23. 24) des KochplattenkOrpers 
und/oder des KochgefSB-Bodens (39) ein BelQf- 
tungskanal-System (110) vorgesehen ist. 
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